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(54) Title: MEi’HODPOR APPLYING AN ELECTRONIC ASSEMBLY TO A SUBSTRATE AND A DEVICE FOR APPLYING 
SAID ASSEMBLY 

(54) ’lItre: PROCD1?I DE PLACEMENT DUN ENSEMBLE ELECRONIQUB StIR UN SUBSTRAT ET DISPOSITW DE 
PLACEMENT DUN TEL ENSEMBLE 

MM (57) Abstract: The aim of said 
I invention is to ensure a maximum 

accuracy for producing an electronic 
assembly based on a small-sized chip 

hfl fl fl fl Ii fl fl and for applying said assembly to 

2 II LI Ii LI LI Li Li an insulating substrate Said aim is 

f i’ j ’j fl fl attained by a method for applying 

I U U U U U U at least one electronicassembly 
consisting of a chip (4), which is 

S 

provided with at least one electric 
contact (5, 5) arranged on the surface 
thereof, to a support called a substrate 
(7), wherein said contact is connected 

REM 
to a segment (3,3’) of a strip conductor 
and said application is carried out 

� 6 by means of an application device 

5 (6) which holds and positions said 
. substrate (7). The inventive method 

- 5- 

5 consists in forming the segment 

3 (3,3’) of the strip conductor having a 
predetermined contour, in transferring 

51 
’ said strip segment (3,3) to the 

� - 

S application device in grasping the 
chip (4) by means of the application 

CN device (6) for transporting the strip segment (3,31) in such a way that said strip segment (3,3’) is applied to at least one contact (5, 
5’) of the chip (4), in placing the electronic assembly consisting of the chip (4) and the strip segment (3, 3) on the substrate (7) in a 
predetermined position an in inserting said chip (4) and the strip segment (3, 31) into substrate (7). The application device used for 

C carrying out said method and a portable object comprising the electronic assembly applied according to the inventive method are 
also disclosed. 

(57) AbrØgØ: Le but do Ia prdsente invention art dassurer flue pricision maxirnale tent an niveau cia la fabrication dun ensemble 
Ølectronique a partir d’une puce do petites dimensions qu’a celui du placement dun tel ensemble sur an substrat isolant. Ce but art 
atteint par en procØdØ de placement sur un support, appelØ substmt (7), d’au moms an ensemble Ølectmnique constituØ dune puce 

0 (4) comportant an macins 

[Suite sur Ia page suivante] 
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Publi&: 
-. avec rapport de recherche internatkinale 

(8$) Date de publication du rapport de recherche 
Internationale: 23 novexnbre 2006 

En ce qui concerne les codes a dear Jettres et autres abrdvia-
tons, se rØferer aux "Notes explicatives relatives our codes et 
abrØviations"figuranc an debut de chaque nuinØro ordihaire de 
la Gazette du PCT 

un contact Øiectrique (5, 5) stir l’unc do ses faces, ledit contact (5, 9) âtant connectb a tin segment (3,3) de piste conductrice, Wit 
placement Øtant effectub an moyen d’un dispositif do pose (6) maintenant at positionnant leclit ensemble stir le substrat (7), caractØris 
en cc qu’il comprerid las Øtapes suivantes: formation d’un segment (3, 3’) cia piste conductiice ayant tin contour prØdØternhinØ, - 
transfert du segment (3, 3) do piste sur Ia dispositif de pose (6), - saisie de la puce (4) avec 1e dispositif do pose (4) portent Ia 
segment (3,Y) de piste do sorte quo Wit segment (3,Y) de piste so place stir an mains tin contact (5,5’) do la puce (4). -placement 
do l’cnsemble Ølectronique constltuØ do la. puce (4) at du segment (3, 3) do piste a une position pr&lbterminØe sur Ic subslrat (7), - 
enfoncement do Ia puce (4) et du segment (3, 3) do piste dons lo subsirat (7). L’invention so rapporte Øgalemant an dispositif do pose 
utilisØ clans Ic procØdØ eta Un objet portable cornportant tin ensemble Øicctroniqne place scion Ic procØdC. 
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PROCEDE DE PLACEMENT D’UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE SUR UN 

SUBSTRAT El DISPOSITIF DE PLACEMENT D-UN TEL ENSEMBLE. 

Domaine technique 

La prØsente invention conceme Jo domaine do rassemblage do transpondeurs, do 

5 carte 
a 

puce, de circuits intØgrØs QU auto support de donnØes numØnques at plus 

particuliØrement Jo placement, Jo montage et la connexion d’ensembles Olectroniques 

sur un support isolant plus couramment appolØ substrat. 

Art antØrleur 

On entend par ensemble Øloctronique un composant sous la forme d’une puce semi-

10 conductrice. munie sur l’une .de sos faces do plages de contacts Ølectriques sur 

lesquels sont disposØes dos segments do pistes conductrices prolongeant losdits 

contacts. Cos segments do pistes constituent des connexions reliant la puce 
a 

des 

ØlØments extemes localisØs sur le substrat. Par exemple, dana un transpondeur las 

segments de pistes de l’ensemble seivent it Jo connecter aux extrØmitØs d’une 

15 antenne disposee sur Jo pourtour du substrat 

II oxiste plusieurs procØdØs do placement et de cnnexIon d’une puce 
ov 

d’un 

ensemble Øtectronique sur un substrat comportant des pistes conductrices a savQir. 

Le document EP0894811 dØcnt un procØdØ do placement d’une puce effectuØ a 

l’alde d’un outil do pressage 
a chaud. La puce est saislo par l’outll, la face 

20 comportant los contacts Otant dingØo vera to haut, puls pressee 
a 

chaud dana la 

matiŁre du substrat. La face comportant lea contacts affleure la surface du substrat. 

Lea connexions sont rØalisØes par sØnigraphie ou par traçage do pistes au mayan 

d’une encre conductnce reliant los contacts do Is puce 
a 

une antenna par example. 

Salon une variante, un segment do piste est pose sur le substrat ot la puce eat 

25 pressee a chaud avec la face portant lea contacts dirlgØe vera Jo substrat do manlŁre 

a 

realiser une connexion par la pression d’un contact do ladite puce sur Jo segment 

de piste. 

Dans Jo document W098/26372, la puce comporte des contacts en relief et elle eat 

� posØe avec la ’face portant lea contacts dirigee vera le substrat. Los contacts do Ia 

30 puce sont appliquØs coAtre des barnes conductrices d’une antenna imprimØe sur Jo 
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sibstrat Una feulite intermØdiaire an mattŁre plastique eat superposØc sur Is 

substrat ainsi ØquipØ an recouvrant Is puce Una seconds feuulle rocouvre Is substrat 

avant Is larninage a chaud do cat assemblage de feuillos. Ce procØdO appelØ 

technique de la pice retournØe ou "flip chipo permet do rØallser an uno souls 

5 operation Is pose at Is connexion do Ia.puce at do garantir vne Øpaisseur minimale 
a 

l’assemblage. 

Le document W098I4442 dØcrit un procØdØ do fabrication Une carte 0 puce 
comprenant au moms un microcircuit dons Is substrat do La carte. Le microcircuit eat 

pose do aorta quo lea plQts de sortie solent dirigØs vera Is haut La connexion des 

10 plots avec des contacts d’une antenna situØs sur Is surface du substrat eat offectyØe 

par dOpôt d’encre conductrice au moyen d’une seringue. Le microcircuit est pose au 

fond d’une cavitØ do profondeur plus grande qe son Opaissour do manlØre 
a 

Laisser 

un espaca permettant do recouvrlr ledt microcircuit de rØsine aprOs rØalisatfon des 

connexions. Cos derniŁres Øpousent Is profil du microcircuit at celui do Is cavitØ 

15 avant dtaboutir aux contacts ou aux pistes imprimØes sur la surface du substrat. 

Dana Is procØdØ du document EP1410322, un module complet comprenant une 

puce ØquipØo do plages do contact eat place a partir d’une bande support sur un 

substrat, corn portant des pistes cçnductrices imprim6es1 Øgalement dispose an 

bande. Un module parmi ceux fixes sur Is bande eat place an regard d’une portion 

20 de bande muriie d’un ensemble Is pistes conductrices formant1 par example, tine 

antenna. Puis, il eat dØtachØ do la bande pour Øtre collØ sur Is substrat a proximitØ 

des terminaisons do l’antenne. La connexion des plages de contacts du module a 

l’antenne eat effectuØo par pression at sertissage avec un dispositif appropnØ lors du 

collage du module. 

25 La document FR2780534 dØcrit un procØdØ do fabrication d’un objet comportant un 

corps comprenant une pastille semi-conductrice munie do plages do contact sur une 

de ses faces at des mØtallisatlons formant une antenna. La procØdO consista a 

InsØrer la pastille par. pressage 
a 

chaud dana une plaquette an matOriau 

thermoplastique. La face do Is pastille munle des plages do contact eat placØe do 

Q maniŁrł qu’eIIe affleure une des faces do Is plaquette. Los mOtallisations formant 

I’antenne ainsi quo lea raccordements des plages de contact do Is pastille sorit 

rØalisØs sur Is mØme face do la plaquette par sØrigraphie d’une encre conductrice. 
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Ce prQcØdØ deviant inapplicable lorsqye los dimensions do Is pastille semi-

conductrice sont trOs patttes, do I’ordre do quelques d(xiØmes do millimetres. En 

Øffet, Is sOrigràphie QU Ia dOpöt do matlOro conductrice par un autre procOdØ 

(traçage, projection) no permet pas d’atteindro La precision nØcessaire permettant 

5 d’eviter los court-circuits ou los ruptures do contact au niveav des plages do 

connexion do Is pastille. 

L’inconvØnlent principal des precedes do placement at do connexion ci-dessus est 

leur manque do precision surtotit lorsque los dimensions do Is puce formant 

l’ensemble electronique sont trØs rØduites, par example 0.2 mm sur 0.2 mm. Do plus, 

10 Is distance trØs faible, do l’ordre do 0.05 mm, sØparant Los segments do piste 

attaches aux contacts do Is puce, nØcossite une grande precision do positionnement 

at do connexion. 

� Dane Los trois premiers examples, une puce ou un microcircuit saul est place lur Is 

substrat colt avec les contacts presses sur des pistes imprimØes cur une face 
clu 

15 substrat (puce retournØe), soft avec Los contacts apparents connectØs 

ultØrleurement. Ces deux types do procØdØs deviennent peu fiables Iorsque Is taille 

do Is puce at cello des contacts diminue. 

� Qans l’avant-dernior example, los modules sont fabriquØs sØparØment at disposes 

our une bande avant d’Œtre poses cur to substrat. Ce procØdØ cost aussi rØvØtØ 

20 relativoment lent at coOteux. 

Descriotion so mmairo do l’invention 

Le but do Is prØsente invention est d’assurer une precision maximale tent au niveau 

do Ia fabrication d’un ensemble Ølectronique a partir d’une puce do petites 

dimensions qu’â celui du placement d’un tel ensemble cur un substrat isolant. Un 

25 autre but est d’atteindre un coOt do production do transpondeurs trØs bas avec une 

cadence de fabrication ØlevOe. 

Ces buts sent atteints per un procodØ do placement cur un support, appelØ substrat, 

d’au moms un ensemble Ølectronique constttuØ d’une puce comportant au moms un 

contact Olectrique sur Puno do sos faces, ledit contact Want connectØ a un segment 

30 do piste conductrice, ledit placement Øtant effectuØ au moyen d’un dispositif do pose 



WO 2006I082199 PCT/EV2006/050585 
4 

maintonant at positionnant ledit ensemble sur to substrat, caractØrisØ an ce qu’il 

comprend los Øtapes sulvantes: 

- formation d’un segment do piste conductilce ayant un contour prOdØtermine 

- transfert du segment do piste sur Is dispositif do pose 

5 - saisie do la puce avec Is dispQsitif do pose portant Is segment de plate do srte 

quo ledit segment do plate so place sur au moms un contact çie la puce. 

- placement do l’ensemblo Olectronique cqnstituO do la puce munie dtj segment do 

� plate a une position prØdOterminOe sur Is substrat, 

- snfncement de la puce at du segment do plate dans Is substrat. 

10 Le terms do substrat so rappgrte 
lei a 

tout support isolant quo Ce soit une carte, une 

etiquette, un objet ou une portion do la structure do l’objot (boTher d’appareil, badge, 

boTte, fourre ci’emballage, document, etc.) susceptible d’Œtre ØquipØ d’yn ensemble 

Olectronique solon Is procØdØ ci-dessus. 

Solon une rØalisation prefØree, Is segment do piste consists on une lamelle do forme 

15 quelconque ØtampØo 
a 

partir d’ne feullie do matØrlau conducteur 
a 

l’aide d’un outil 

d’Otampage. II eat ensuite transfØrO sur Is dispositif do pose qui to maintient par 

example au moyen d’un dispositif d’aspiratlon d’air. En gOnØral, to nombre do 

segments do piste OtampOs correspond au nombre de contacts do la puce. Its sont 

mairitenus par Is dispositif do pose salon un arrangement dØpendant de Is 

2Q disposition des contacts sur la puce. Leur forme at leWs dimensions indMduelles. 

sont aussi dOterminOes par la configuration des contacts do la puce ainsi quo par 

cello des pistes conductricos du sbstrat. 

Les segments do plate peuvent aussi constituer une antenna d’un transpondeur 

fonctonnant par example dons Is domains des frØquences UHF (Ultra High 

25 Frequency). Dana un cas do figure, l’extrØmitØ du segment qul n’est pea connectØe a 

la puce rests libre, c’est-â-dire sans connexion a d’autros pistes sur to substrat. 

Solon une autre configuration, Is segment forme une boucle dont cheque extrØmitØ 

eat çonnectOe a la puce. Un tel segment pout, bien entendu, Œtre traitØ par Is 
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dispositif do pose do Is memo man(Łre qu’un segment comportant une seule 

extrØmitØ connectØe a Is puce. 

pans ce type do configuration, ii West pas exclu quo Is puce comports Ø’autres 

contacts it partir desquels des segments sont connectØs a des pistes ou a des 

5 surfaces do contact disposØes sur Is substrat. 

Le dispositif do pose sur lequel sont fixes los segments do piste saisit une puce, 

egalernent par aspiration solon une rØalisation, los oxtrØmitØs des segments do piste 

ötant apphquØes contre les contacts do Is puce. Cot ensemble est ensulte positionnØ 

et pressØ 
a 

rendroit prØvu sur to substrat, los extrØmitØs fibres des segments do 

10 plstes so connectant aux terminaisons d’un circuit present sur Is substrat (par 

exemple, une antenne). 

L’objet do Is presents Invention consists Øgatemont en un dispositif do pose destine 

A placer stir un substrat tin ensemble Ølectronique comprenant une puce munlo d’au 

moms un contact Ølectnquo connectØ 
a un segment do piste conductrico, ledit 

15 dispositif Øtant equipO do moyens do positionnement at do pressage do l’ensemble 

Ølectronique sur to substrat est caractØrisØ on ce qu’il comports une tØte pourvue de 

moyens do maintion d’au moms un segment do piste conductrico, tesdits moyens do 

maintian Øtant solidaires a des moyens do saisie et do reteriue d’une puce do sorts 

quo Is segment do piste so connecte a au moms tin contact do Is puce 

20 Los moyens do maintien du segment do piste sont constituØs do prØfØrence d’un 

dispositif d’aspiration d’air crØant un vacuum sur (’une des faces du segment do 

piste. Un dispositif similaire pout Øtre Øgalemont prØvu pour prendre tine puce avec 

une oxtrØrnitO du segment do piste appliquØe contre un contact do Is pijce. 

L’ensembte ainsl monte est transportØ vers tin emplacement prØdØterminO du 

25 substrat oü II sera implantØ. Le dispositif do pose comprend aus$1 des moyans do 

pressage do I’ensemble dans Ia substrat. 

Un avantage do I’invention est d’Øviter la rOalisation d’un module intermØdiaire par Is 

fait quo I’ensemble Olectronique est assemble par to blais du dispositif do pose avant 

son placement sur Is substrat. 
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L’invention se rapportØ Øgaloment 
a un objet portable comprenant sur tout ou partie 

do so structure un substrat isolant dens Is matiŁre duquel est noyØe ay moms une 

puce Ølectroniqua component une face munie d’au moms un contact tØdite face 
affleurant Is Surface du substrat, çaractOnisO on Ce qu’au moms ufl segment de piste 

5 conductrice appliquØ contre Is surface du substrat est connectO av contact de Is 

Puce. 

pçriop  9PA fptres 

L’lnventiçn  sera mioux comprise grace 0 Is çlescniption dOtaiUOe qii va s%Jivre at qui 

se rØfØre aux dessins annexes 
qvt sent donnØe it tire dexomple nullement bmtat1f, 

IQ dons lesquels: 

-. La figure 1 illustro retampage des segments do plate 
a 

partir dune bando do 

matØnlau cnducteur at uris vue schØmatique do dessus an transparence du 
di.spositif do pose maintonant uris puce at los segments do plate. 

- La figure 2 Mustreune vue agrandle on coupe de rensemble Øiectronlque cQnstituØ 

15 do la puce at des segments .de piste. 

- La figure I mgntre uno vue do dessus dyne portion de substrat oCi rensemble est 

place at oonnectO a des plates imprirn6es1 

- La figure 4 montre une vue agrandle an coupe de Is portion do substrat de Is figure 

3 

20 - La figure 5 montre une vue schØmatique de dessous do Is tŒte du dispositif do 

pose maintenant las segments do plate at Is puce. 

- La figure 6 iflustre une vanante °i lee segments do pistes sont OtampOs a partir 

d’une bande conductrice munia do zones Isolantes. 

- La figure 7 montre une vue cia dessus dune portion do substrat oi) [as segments do 

25 plates do I’onsemblo munies do zones isolantes croisent etlou se superposent a 

daufres pistes du substrat. 
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- La figure 8 rnontre une vue de dessus dune portion do substrat o) los segments do 
pistes do I’ensemble do plus grande lóngueur  at munies do zones isoantes sont 

cUØes sur Is substrat an croisant des pistes. 
� 

- La figure 9 illustre une coupe agrandio d’une portion do substrat ou l’ensemble 

5 puce-segments est enfoncØ dons to substrat. 

- La figure 10 illustre une coupe agrandie d’une portion do substrat comportant un 

logement de dimensions supØnoures a cellos do Is puce, rensemble puce-segments 
est maintonu dens to logement grace 

a 

unadhOsif remplissant las espaces libres. 

- La figure 11 illustre une*  coupe agrandie d’une portion do substrat comportant un 

10 logement dont Is profondeur est infOrleuro 
a 

Is hautour do Is puce. La matiOre du 

substrat remplit los espaces libres lore do renfoncement do l’ensemble puce-

segments clans to logement. 

- La figure 12 illustre une coupe agrandie d’une portion do substrat formØ do deux 

couches superposOes, Ia couche supOrleure comports une fenØtre do dimensions 

15 sensiblement egates 
a cellos do Ia puce, I’ensomblo puce-segments Want enfoncØ 

dane la fenØtre. 

- La figure 13 illustre une coupe agrandie d’une portion do substrat formØ do deux 

� couches superposØes, Ia couche supØrieuro comports une fenOtre de dimensions 

supOrteures a cellos de Is puce, l’ensemble puce-segments set maintenu dens to 

20 logement grace a un adhOsif remplissant los espaces fibres. 

- La figure 14 illustre une coupe agrandie d’une portion do substrat formØ do deux 

couches superposØes, Is couche supØrleuro d’Øpaisseur infØiieure a Is hauteur do La 

puce comports une fonŁtre. La matiŁre do la couche lnfØrieure du substrat remptit los 

espaces libres lore do l’enfoncement do l!ensemb)e puce-segments dens Is fenOtre. 

25 - La figure 15 illustre une coupe agrandie d’une portion, do substrat formØ do deux 

couches superposØes, Is couche infØrleure comports une fenŒtre. L’ensemble puce-

segments est enfoncØ dane Is couche supØrleure an regard do Is fenOtre do Is 
couche infOrieure. 
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- La figure 16 illustre la coupe do la figure 15 aveç  I’ensemble puce-segments 

enfoncØ dons la couche supØrleure et la matfOre de cette derniØre remplit la, fenØtre 

do la couche infØiieure. 

- La figure 17 illustre une portion de substrat comprenant un ensemble puce 
5 segments avec des segments croisant des pistes conductnces on passant sur des 

segments isolants. 

iptiçn dØtllØe de 1’1v9ntion 

Solon Is procØdØ do l’invention, chaqyc ensemble Olectronique ost monte avant son 

placement at so connexion avec d’autres ØiØments presents sur le substrat. I)os 

10 segments (3, 31 do pistes dont Ia nombre correspond on gØnØral au nombre do 

contacts (5, 5’) cje Ia puce (4) sent dØcoupØs dons une feuifte (2) qe rnatØriau 

cQnducteur puis assembles sur ces contacts (5, 5’). 

La figure 1 montre un exemple d’une paire do segments (3, 3’) de piste 

rectangulaires disposes en quinconceØtampØe dans une feuille (2) ou une bande 
15 do cuivre provenant d’un rouleau par oxemple. L’outll d’Øtampage (I) opOro lci do 

bas on haut et repousse los segments (3, 3’) dOcoupØs a sa surface supOiieure cIa 

maniŁro a pouvoir Œtre transfØrØs aisØment sur Is dispositif do pose (6). Co dernier 

so place au-dessus de l’outil d’Øtampage (1) at aspire los segments (3, 3’) en Is 

maintenant dans la mOms position quo lors do lour Øtampage. Une puce (4) 

� 20 electronique eat onsuite saisie par Ia dispositif do pose (8) porlant los segments 3, 

3’) do manlOre 0 Ce quo see contacts (5 5’) touchont los extrØmitØs los plus proches 

do chaque segment (3, 3’) dans une zone contrale do la tŒte du dispositif do pose 

(6). La puce (4) eat Øgalement maintenue sur Ia dispositif par aspiration do façon 

similaire aux segments do piste (3, 31). 

25 .L’ensemble ainsi formØ porte par Jo dispositif do pose (8) eat ensuite place pule 

presso, par example 0 chaud, dons un substrat (7) per le memo dispositif. La surface 

do contact do l’ensemble Øtant duigØe vers Ia haut, affleure la surface du substrat (7) 

comma Le montre la coupe do la figure 4 at lea segments (3, 3’) do piste sont poses a 

plat contra Ia surface du substrat (7). 
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Les extrØmitØs libres des segments (3 31) sont connoctØes par pressiàn sur des 

terminaisons appropries formØes par des pistes (8 8’) conductrices disposØes sur 

to substrat (7), volt (a figure 3. 

Dans une Øtape finale do (’assemblage, une feulilo isolante (9) Øe protection est 

5 lamlnee, solon One technique connue, sur tout ou partie do (a surface du substrat (7) 

assurant un maintion mØcanique final do (’ensemble Olectronique constituØ dos 

segments (3, 3’) do piste at do (a puce (4), los connexions Øtectrlques ayant ete 

rØalisØes au prØalable. 

Ce procØdØ de pose s’applique avantageusement, par example, IQrs do La fabrication 

10 do transpondeurs ou do cartes a puce sans contact oO (’ensemble Øiectronique eat 

connectØ, par example, aux extrØmites d’une antenna. 

La figure 2 montre une coupe d’un ensemble constituØ d’une puce (4) comportant 

deux. contacts (5, 5’) munls chacun d’une protuberance. La connexion des segments 

(3, 31) do piste est effectuØe par pression do sorte quo los protubOrances rØalisent le 

15 contact electrique avec (a matlOro conductrice du segment. Lea protubØrances 

peuvent egalement Œtre composØes d’un matØriau conducteur fusible a une 

temperature relativement peu ØlevØe (alliago a base d’Øtain, par example) do sorte 

quo (a connexion des segments do piste pout ºtre rØallsØe a (’aide du dispositif do 

pose par apport do chaleur.. 

20 Lorsque .10 point do fusion du matØriau des prOtubOrances est plus elevØ, comma par 

example dans le cas de (’or, des points do soudures supplOmentaires, par example 

au laser, ultrasons ou aussi par thermo-compression, permettent d’assrer un 

contact Ølectrique optimal. Ces operations do sot,idures peuvent Œtre effectuØes salt 

avec (a dispositif do pose lors ou aprOs l’enfoncement de (’ensemble Ølectronique 

25 dans le substrat (7) soft au cours d’une Øtape supplØmentaira aprØs (a pose do 

I’ónsemble Øtectronique. Una autre possibilitØ conŁiste a utiliser un dispositif do 

soudage sØparO du dispositif do pose pour souder, lots d’une Øtape prØalable, Is ou 

los segments (3, 3’) conducteurs aux contacts (5, 5’) do la puce (4) a temperature 

ŁlevØe. L’ensem pu_sej ants estensuite transfØrØ sur to dispositif do pose qul 

30 Ia place sur to substrat (7) pour l’onfoncer a une temperature plus basso adaptØe au 

ramollissement du substrat per example. Du fait do (a temperature ólevØe du 
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dispositif do soudage, cotta operation do placement deviant difficilement rØabsable 

avec un soul dispositif effectuant a Is fois Is soudage at le placement sans degrader 

Is substrat. 

Solon une variants, Is connexion des segments (3, 3’) do piste cur los contacts (5, 5’) 

5 do Is puce (4) pout Łtre rØalisØe par un dØpôt do colle caniductrice cur ces contacts 

(51 5’) avant Is saisie do Is puce (4) per to dispositif do pose (8) Une autre possibilitØ 

oct do dØposer Is colle conducbice cur I’extrOmitØ des segments (3, 3’) on regard des 

contacts (5, 5’) de Is puce (4). Cotta operation oct exØcutØe lore ’une Øtape 

prØcØdant Is transfert du segment (3, 3’) cur to dispositif do pose (8) avant au aprØs 

10 son Øtampage. La colle pout Øgalement ºtre dØjà cjØpgsOe sous forme inactive cur Is 

feuille cgnduct,icŁ puis activØe ult6rievrement. La collage des contacts (5, 5’) do Is 

puce (4) avec los segments (3, 3’) do piste oct ainsl effectuO (arc do (a saisle, do Is 

puce 4) par le dispositif do pose (8) puis pendant ou apres l’Øtape d’enfonoement do 

(’ensemble puce-segments dane le substrat (7).. 

15 La figi,ire 5 reprØsente une vue schØmatique de dessous de Is tote du dispositif do 

pose (6) solon (’Invention OquipØs d’oriflces (10, 10’, 11) destinOs 
a 

maintonir par 

aspiration d’air (vacuum) las dbffØrents ØlOrnents do l’ensemble Ølectronique. Qans 

une premiere Øtape (’aspiration do (’air par lee orifices (10, 1 Y) permet do recusillir 

lee segments (3, 3’) do piste cur l’outif d’Øtampage (1) at do los maintenir on position. 

20 pans une seconde Øtape, Is puce (4) set salsle depuis un support adOquat 

Ogalement par aspiration do (’air au travers d’un orifice central (11). L’ensemble 

electronlque ainsi constituØ at retenu par (a dispositif do pose set finalement 

transportO vans (’emplacement prØvu cur (a substrat (7) at pressO dans Is matlØre. La 

tŒte du dispositif de pose (6) pout ºtre constituØe soft do plusbeurs piŁces 

25 assemblØes los unes aux autres soft d’un soul bloc servant do support global 
a l’outil 

d’Øtampage, au systŁme d’aspiratiqn des segments at do Is puce, aux moyans do 

souduro etc. solon un example do configuration. 

La figure 8 montre une variante oü (a  bands conductnice (2) dane laquello sont 

ØtampØs los segments (3, 3’) do piste act pourvue do zones (12, 12’) isolantes 

30 appliquØes contra Is face infØrisuro do Is bancle. Ces zones (12, .12’) cant disposØes 

do manlØre 
a 

former une partle medians isolØe (13, 13’), cur Is face destinØe Œ etre 

appliquØs contre Ia substrat, do chaque segment ØtampO a partir do cette bands (2). 
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Los extrØm tea des segments (3, 3’) sont dØgagØes do Ia zone isolante afin d’assurer 

lłs connex ens avec Is puce (4) at los plates ou los plages conductrices du substrat 

(7) prØvue 
a 

cot effet. Cello Isolation permet d’Øvlter des courts-circuits avec lea 

pistes (8, ’)du substrat (7) quo lea segments croisent dana certaines configurations, 
5 corn me illu trØ par Is figure 7. 

Solon une variants, los zones isolantes sur lea segments peuvent Otre rØalisØes 
a 

partir do a gmentsIsolants obtenus d’une façoæ similalre aux segments conducteurs 

mais 
a 

pa ir d’un film isolant. Ces segments sont transfOrØs sur Is dispositif do pose 

sur lequel its sont maintenus centre los segments do piste appropriØs avant Is 

10 placemen et l’enfoncement do (’ensemble dana Is substrat. Cette variants permet de 

rØalisor d a segments isolants do forms qu&conque at notamment plus large quo lea 

segments conducteurs afin d’assurer une mdilleure isolation d’un croisement do 

pis tes par exemple (voir I’exemple do Is figure 17) 

Solon un autre variants illustrØe par Is figure 8, dana to cas oU lea segments (3, ’) 
15 auraient tine longueur plus importante, Is film isolant do Is bands conductrice (2) 

pout co porter une couche do colle. Cotta demlOre, une fois activØe, permet 

d’assurer to maintien du segment sur Is substrat lorsqu’iI croise plusieurs plates par 

exemple. La couche do colle pout Ogaiement Œtre disposØe sur Is substrat (7) au lieu 

d’Œtre ap liquØe sur Is film isolant. 

20 Lars do I pose do (’ensemble, los segments (3, 3’) sont coHØs sur Is substrat (7), par 

exemple, grace a l’activation par un Øchauffement local do la couche do coUe par Is 

dispositif do pose (6) an des points (14, 14’) situØs en regard do Is zone isolante. 

Ces points (14, 14’) sent situOs do prØfØrence en dehors des pistosdu substrat (7) 

permetts nt ainsi un meillaur collage. 

25 

30 

Solon u e variants, los operations d’Øtampage des segments (3, 3’) do plates 

conduct  ices at do placement do l’ensemble peuvent Œtre eflectuØes par Is memo 

dispositi. Dana Ce cas, la tŒte du dispositif so complete par une Øtampe servant a La 

d6coupc des segments do plstos (3, 3’). Un rotralt do l’Øtampo permet aux orifices 

(10, 10’ d’aspiration do maintenir las segments (3, 3’) dana Is position adequate 

avant Is prise do la puce (4). L’Øtapo do transfert des segments (3, 3’) do plates do 

l’outil d’ tampage vera Is dispositif do pose eat alors aupprimØe. 
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Solon I une autre variante, las moyans do saisie at do retenue cia Is puce 
cmpr 
contra 

sesc 
5 empla 

faible 

retrait 

colle 

do Is 

10 conta 

font des ØlOrnents adhØsifs remplaçant le ou los orifices (11) dens lazone 
du dispositif do pose (6). La pi,ice (4) oct alors collóe  temporalrement ontre 
tacts (5, 5’) durant Is transport do l’ensemble Łlectronique vets son 
rnent sir le substrat (7). Los ºlOments adhØsifs ont une force do collage plys 

cello do fixation do Is puce (4) sur Is substrat (7) de�maniŁre 
a 

permettre le 

i dispositif do pose (6) aprØs Penfoncament do l’ensemblo Ølectronique. La 

it subsister cur Is puce (4) aprØs Is pose dens Ia but d’amØliorer Is planØite 

face do l’ensemble Ølectronique dens Is cas oCi Is puce (4) cQmporterait des 

(5, 516 prQtubØrances. 

II eat A noter qua dos ØlØments adhØsifs conducteurs selçn yn axe vertical (axe z) 

peuvet it Øgalemont Otre ajoutØs cur le dispositif do pose (6) en regard des contacts 

de Is I iVce (4). Ceux-ci peuvant, colt remplacer las ØlOments adhØsife Qkj Is ou lea 

orificeiq d’aspiration (vacuum) do Is zone centrale, colt lee completer. 

15 Selon no variante, Is tºte du dispositif de pose (6) pout comporter des moyens do 

soudue des segments (3 3’) do pistes sur los contacts do Is puce (4). Cos moyens 

do so4iures sont constituØs par exemple d’uno source laser ou d’ultrasons ou çI’un 

ou plujieurs corps cia chauffe. lie sont en gOnØral mis on couvre avant ou pendant Is 

placement ou lots ou aprØs l’enfohcemont do l’onsemble Ølectronique dens le 

20 sbstrt (7) afin d’exercer Is pression nØcessaire sur las ØlØments 
a 

souder. 

La prccØdØ seion l’invention s’apphque Øgalement A La fabrication d’Øtiquettes 

6lectrol liques ou do transpondeurs comprenant un substrat non thermo-fysible c’est-

a-dire qui ne fond ni no so ramollit lore de l’ØlOvation do Is temperature. Ce demior 

pout 6t re constftuØ d’un matØriau 
a 

base do cellulose comme Ia papier ou le carton. 

25 Dane un tel cas, ii oct prØfØrable do crØer une cavitO dens laquelle sera placØe Is 

puce ff unie de sos segments de piste. La cavitØ pout ºtre rØalisØe par fraisage ou 

enfonc ment d’un poincon aprØs ramollissement prØalable du substrat a I’aide do 

solvent avec ou sans ØlOvation de Is temperature. L’ensemble Ølectronique pout 

aussi We pressØ a froid ou a chaud directement dens Is matlØre gui so dØforme 

30 localon ient cu dens une zone rendue malleable de maniŁre a absorber le volume de 

Is puce. Le but du procØdØ, comme dens Is cas do substrats thermo-fusibles, est de 

conser4er un positlonnement prØcis sans iou, ce qul signifie sans possibilitØ de 
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as i’ensemble a l’intØrieur do la cavitØ. Bien entendu, une tells cavitØ 

servant $ logement a Is puce pout aussi Otro formØe dons un substrat thermo-

fusible 0 un Ochauffement local pout faciliter Penfoncement et is rnalntion do Is puce 

dons lo oament. 

5 Oes e asia avec certains substrata non thermo-fusibles ont mQntrØ qu’un 

enfonc mont direct a chaud do lensemble pout provoquer Is combustion do Is 

matlØr du substrat a lendroit do la puce crØant sins! Is cavitO. La formation 

prØsla le do cette dernlŁre West dons ce cas plus nOcessaire. 

Plusie rs variantes du procØdO illustrØos par lea figures 9 a 14 peuvent so presenter 

10 en fQ ction do Is matiØre ou do Is structure du substrat gu solon routillage a 
dispoition, a savoir: 

- La ¶igure 9 montre Is variants Is plus simple oi I’ensembte puce-soy ants eat 

enfonØ dirØctament dons Is matiOre du substrat (7) soit a chaud, i a f Id a raids 
do s4ivants. Dons certains cas, afin do faciliter Is placement do i’ensernble, un 

15 loge rent (15) eat formØ dons is substrat (7) avec des dimensions legØrement 

infØ4ures ou Øgales a celles do Is puce 4). La profondeur du logement (15) 

Corr pond sensiblement a repaisseur do Ia puce (4) do sorts quo so face portant 

los sgments (3, 3’) affleura Is surface du substrat (7). Ce logement (15) est crØØ do 

pref4rence bra d’une Øtape prØalable au placement de I’ensemble puce-segments 

20 avec Is dispositif do pose (6). Co dernier onfonce ou chasse l’ensemble dens to 

togment (15) dons lequel If eat maintenu grace Ł Is similitude des dimensions du 

log ment (15) et do Is puce (4). Afin do rØduire la pression d’enforicement, it est 

ausI envisageabie do ramoflir localement Is pourtour du logement (15) a l’aide do 

25 

30 

appropriØs. 

-181 
Ia figure 10 montre to cas oCi los dimensions du logement (15) sont spØrieures a 

cel as do Is puce (4) avec une profondeur correspondant sensiblement a l’Øpaisseur 

do Is puce (4). Dana co cas une substance do prØfØrence adhesive (16), tells quo 

pa, example une rØsine thormo4usiblo, thermo-durcissable, ou photo-durcissable a 
Is IumØre ultrÆ-viobette ou toute autre colle appropnOe, eat deposØe dons is 

Jo ernent (15). Le dispositif do pose (6) enfonce atôrs  Is puce (4) dana Ia substance 

a hØsive (16) qui est rØpartie at refoulØe dons I’espace libre laissO Is tong du contour 
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do Is puce (4). Ce remplissage permet Is maintien d’une position stable de 
I’ensemble puce-segments aprŁs durcissement de Is substance adhesive (16). 

- la figure 11. rnontre Is cas o Ia profndeur du logement (15) eat infØrleure Æ 
l’Øpaisseur dØ Is puce (4) et avec des dimensions supØrieures 

a 

cells de Is puce (4). 
Le dispositif do pose (6) enfonce Is puce do sorts quo Is face do Is puce (4) portant 
lee segments (3, 3’) affioure Is surface du substrat (7). Afin çI’assvrer  cette miss a 

niveau sans une deformation excessive dv substrat (7), celui-ci petit ºtre ramlli 

(solvants ou Øchauffement) au niveau du logement (15) perrnettant aussi un 
refoulement (17) do Is matiOre du sbstrat (7) dana l’espaoe libre entourant Is puce 

10 (4). Cat espace ainsi comblØ maintient Is position do l’ensemble puce-segments 
clans Is logement (15). 

- Cette variants du procØdO petit ºtre combinØe aveç  Is prØcØdante per un ajut do 

substance adhesive (16) dane Is logement illustrØ par Ia figure 11 afinde completer 

Is remplissage do l’eSpace en fonction des dimensions do ce logement (15) per 

15 rapport Ł cellos do Is puce (4). 

Lee figures 12 
a 

14 montrent une variante dane laquelle Is substrat (7) at formØ do 

deux couches (7’, 7") superposees at placØes l’une sur l’autre. La couche supØriere 

(7’) comports une fenØtre (18), c’est-ª-dire un perçage a travers toute I’Opaisseur do 

cette couche (7’). La fenOtre (18) eat rØalisØe on general par Øtarnpage do Is couche 

supOrieure (7) du substrat avant Is miss place do Is couche infØrleuro (7lI) La face 

infØrieure do Is fenºtre (18) eat fermØe par Is couche infØrleure (7") du sUbstrat (7) 

de manlØre a former un logement servant ;& maintenir Is puce (4) dana une position 

precise. Le laminage des deux couches du substrat s’effectue au cours d’une Otape 

ultØrieure aprOs Is placement de l’ensembleØlectronique clans to logement. 

- La figure 12 illustre Is variants o los dimensions do Is fenOtre (18) sont infØrleures 

ou ega lea a celles do Is puce (4) et I’Øpaisseur do cotta couche (7’) Øquivaut a cells 

de Is puce (4). Comme dana Is variants de Is figure 9, Is puce (4) eat enfoncØo dans 

Is fenºtre (18) at maintenue directement par las parole do Is fenOtre (18). La face de 

Is puce (4) portant los segments (3, 3’) affleure Is surface de Is couche supOrieure 
(7’) du substrat (7). 
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- La figure 13 illustra Is vailante dans IaqveUe lØs dimensions do Is fenOtre (18) sont 

plus grandes quo cello do Is puce (4) at l’Øpaisseur do Is couche supØrleure (7’) 

correspond sensiblement a cello do Is puce (4). Comme dans Is vàrianto do Is figure 

10, une substanceadhØsiva (16) est dOposØe dans to logoment form.Ø par Is fenOtre 

5 (18) do maniØre a combler l’espace entburant Is puce (4) lorsque celle-ói est posØo 

dans Is fenOtre (18) at enfoncØe dans Is substance adhesive (16). 

Los variantes des figures 12 et 13, dons lesquetles PØpaisseur du substrat 

comportarit Is fenOtre est similaire 
a 

cello do Is puce peuvent aussi so presenter 

. sans Jo substrat infØriour. La puce eat maintenue soit par lea bords do Is fenØtro, soit 

IQ par une substance adhesive remplissÆnt l’espaco entre lea bords do Is fenØtre at Is 

puce. Des couches supplØmontaires do protection peuvent aussi Øtre ajoutØes au 

substrat au cours d’Øtapes ultOrleuros afin do recouvrir une ou lea doux faces do Is 

fenOtre. 

- La figure 14 illustre Is variante dans laquello l’Øpaissour do Is couche supOrleuro 

15 (7’) du substrat est plus faible quo cello do Is puce (4) avec los dimensions do Is 

fenºtre (18) plus grandes quo cellos do Is puce (4). Dans ce cas, comme dans celul 

do Is figure 11, Is puce (4) eat enfoncØs a travers Is fenºtre (18) puis dans Is couche 

infØrleure (7") du substrat (7) ramolho do façon. a refouler Is matiŁre (17) do cotta 

couche. (7") Is long du contour do Is puce 4). L’espace sinai comblO autour do Is 

20 puce 4) permet son maintien dans Is fenØtre (18). 

- Par analogie avec Jos variantes des figures 10 at 11, los variantes des figures 13 at 

14 peuvent ºtre combinØes. Une substance adhesive (16) pout Œtre ajoutØe dans 10 

logement iHustrO par Is figure 14 do sorte 
a 

completer le remplissage do I’aspace 

libre autour do Is puce (4) en fonction des dimensions do celle-d par rapport a cellos 

25 do Is fonŒtre (18). S 

- La figures 15 at 18 montrent des variantes avec un substrat (7) en deux pouches 

oi) Is fenØtre (18) eat dØcoupØe dans Is couche infØrieure (7") du substrat (7). 

L’ensemble puce (4) segments (3, 3’) eat enfoncØ dans Is couche supØrioure (7’) en 

regard do Is fenOtre (18) do Is couohelnfØrieuro (7") avec La dispositif do pose (6). La 

30 pression oxercØe par to dispositif do pose (6)permet do refouler Ia matiŁre ramollie 

do Is couche supOiieure (7’) dans Is fenOtre (18) comme Jo montre Is figure 16. Los 
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segments (3, 3’) affleurent la surfaci do la coucho spØrieure (7’) comme dens les 

variantes des figures 9 a 14. 

Los dimensions do la fenOtre (18) at I’Øpaisseur des couches (7’, 79’) du substrat (7) 

est dØterminØe entre autre par Ia volume do matiOre nØcessaire pour remplir Is 

5 fenØtre sans laisser apparaitre, 
a 

la surface du substrat (7), vne depression ou une 

protuberance qui pourrait nyiro 
a l’apptication do l’ensemble puce (4) segments (3, 

3’) intØgrØ dans Ia substrat (7). 

La figure 17 montre un example d’une rØalisation effectuØo salon to proØdŁ do la 

presents invention. La portion do substrat (7) comprend uric puce (4) munie do 

19 cgntacts (5, 5) çonnectØs chacun 
a une extrØmitØ d’un segment (3, 3’) conducteur. 

L’autre extrØmitØ do chaque segment (3, 3’) conducteur est connectØe 
a des pistes 

conductrices (21, 21’) disposØe sur Ia substrat (7). La premier segment (3’) 

provenant do la puce croise un ensemble pistes conductrices (21) on passant sur un 

premier segment isolant (20’). La second segment conducteur (3) do Ia puce (4) est 

15 connectO sur une extrOmitO dune piste (21’). Cette piste (21’) est connectØe a LJfl 

troisiŁme segment (3d) conducteur aboutissant a une piste (21") distante en passant 

sur un second segment Isolant (29) recouvrant un ensemble do pistes (21). 

La procØdØ do placement do ces diffØrents ØlØments (segments cnçJucteurs  

isolants at puce) so resume comma suit: 

20 Etampage des trois segments conducteurs (3, 3’, 3") at saisie par le dispositif dØ 

pose (6), 

- Etampage des deux segments isolants (20,20’) at saisie per dispositif do pose (6), 

- Sais.ie do la puce (4) do sorte quo SOS contacts (5, 6) Se trouvent en regard des 

extrØmitØs des segments conducteurs (3, 31) prØcØdemment saisis St auxquels elles 

25 Se connecteront au cours do I’Øtape çI’enfoncement dens Ia substrat (7). 

- Placement a une position prØdØterminØo sur Ia substrat (7) at enfoncement do tous 

las OlOments saisis do manlØre quo la face do la puce comportant los contacts ainsi 

quo las segments conductours at isolants affleurent La surface du substrat. 
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REVENOICATONS 

1. ProcØdØ do placement sur un support, appelØ substrat (7), d’au 
moms un 

ensemble Ølectronique constituØ d’une puce 4) comportant au moms un contact 

Øtectrique (5, 5’) sur l’üne do sos faces, ledit contact (5,.5’) Otant connectØ a un 

segment (3,3’) do piste conductrice, ledit placement etant effectuØ au moyen d’un 

dispositif -de pose (8) maintenant at posftionnant ledit ensemble sur Is substrat (7), 

caractØrisØ an ce qu’il comprend lea Øtaps suivantes: 

- formation d’un segment (3, 3’) do piste conductrice ayant tin contour prØdØterminØ, 

- transfert du segment (3, 3’) do plate sur to dispositif do pose (6), 

- saisie do la puce (4) avec Is dispositif do pose (6) portent to segment (3, 3’) do piste 

do sorts quo ledit segment (3, 3’) do piste se place sur au moms tin contact (5, 5’) cJe 

Is puce (4). 

- placement do l’ensemble Olectronlque constituØ do la puce (4) ot du segment (, 3’) 

do piste a uno position predØterminØe sur Is substrat (7), 

- enfoncement de Is puce (4) at du segment (3 31) do piste dans to substrat (7). 

2. ProcØdØ salon Is revendication I caractØrisO an ce quo l’enfoncement do Is 

puce (4) at du segment (3, 3’) do piste dans Jo substrat (7) assure Is connexion 

electrique entre Is contact (5, 6) do Is puce 4) at Is segment (3. 3’). 

3. ProcØdØ scion Is revendication I caractØrisØ an ce qu’une operation de 

soudure du segment (3, 3’) sur Is contact (5, 5’) do Is puce (4) est effectuØe soit avec 

Is dispositif do pose (6) pendant ou aprØs do l’enfoncement de l’ensemble 

Ølectronlque dans Is substrat (7), salt Jars d’une Øtape supplØmentaire prØcºdant. 

i’enfoncement do l’ensomble Øiectranique dans le substrat (7).. 

4. ProcØdO salon Ia revendication 3 caractØrisO on ce quo l’Øtape supplØmentaire. 

consists a utiliser un dispositif do soudage sØparØ du dispositif do pose (6) pour 

souder Is segment (3, 3’) sur les contacts (5, 5’) do Is puce (4), l’ensemble 

Øiectronique Øtant ensuite transfØrØ stir. Is dispositif do pose (6) pour Is placement 

sur Is substrat (7) at l’enfoncement. 
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S. ProcedØ salon la revendication I caractØrisO on ce qu’iI comporte une Øtape 

do deposition do goHe conduotiice cur los contacts (5, 5’) do Is puce (4) prØcØdant Is 
saisie do ladite puce (4) par to dispositif de pose (6). 

6. ProcØdØ salon Is revendication 1 caractØrisØ on ce qu’U comporte une Cape 
do deposition do cgfte cnductrice sur I’extrØmitØ du segment (3, ’) on regard du 

contact (5, 5’) do Is puce (4) prØ.çØdant to transfert dudit segment (3, 3’) sur Ia 

dispositif do pose (6). 

7. ProcedO salon la revendication I çaractOrisØ  on çe  qua to segment (, 3’) do 
piste est obtenu a partir d’uno feullle 2) do matØria,i conducteur puts transfØrØ cur to 

dispositif do pose (8) quite maintient. 

8. ProcØdØ salon Is revendication I caractOrisØ an ce qu’un segment isolant est 

obteny a partir d’un film isolant puts transfØrO cur Jo dispsltif do pose (6) quite 

maintient coritre to segment (3, 3’) do piste, ledit segment isolant formant une zone 

isolante (13, 13’) cur Ia segment do piste (3, 3’). 

9. ProcØdO salon Is revendication I caractØrisØ on ce quo lore do la saisie, la 

face de Is puce (4) comportant to contact (5, 5’) eat dirigØe vers to dispositif do PQSe 

(6) at quo ledit contact (5, 5’) est place on regard d’una extrØmitØ du segment (3, ’) 
do plate porte par ledit dispositif do pose (6). 

10. ProcØde salon Is revendication I caractØrisO an ce quo t’ensemble est 
place 

do sorte quo Is surface do Is puce 4) portant los contacts (5, 5’) affleure Is surface 

du substrat (7) at quo 10 segment (3, 3’) do piste colt appliquØ contra Is surface dy 

substrat (7). 

11. ProcØdO salon Is revendication 7 caractØrisO an ce quo Is feuilie (2) do 

matOriau conductour comporte un film isolant (12, 12’) appliquØ contra sa face 

infØrleure. 

12. ProcØdØ salon Is revendication II caractØrisØ an ce quo Jo segment (3, 3’) est 

obtenu a partir de ladite feuille (2) do maniŁre a comporter une zone isolante (13, 
13’) cur Ia partia mØdiane do sa face infØrioure destinOe a etre appliquØd contra to 

substrat (7), los extrØmitØs dudit segment (3, 3’) Øtant dØgagØes do Is zone isolante 
(13,13’). 
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13. ProcØdØ solon la revendiçation 11 caractØrisO  on ce quo to film (12, 121) 

isolant ost enduit d’une coRe. 

14. ProcØdØ salon la rovendication 13 caractØrisØ en ce quo lors du placement do 

l’onsemble sur to substrat (7), to dispositif do pose 6) Øchauffe Ia segment (3, 3’) do 

piste en dos points (14, 14’) situØs en regard do to zone isolante (13, 13’) entrainant 

une activation do la cotta at to rnaintien du segment (3, 3’) cur to substrat (7). 

15. ProcedO salon la revondication I caractOrisO en ce qu’il cçmprend une 
etepe 

prØliminaire do formation, dans Is substrat (7), d’une cavitØ destinØe 
a 

servir do 

logement (15) 
a 

la puce (4) do l’ensemble Ølectronique. 

16. ProcØdØ solon la rovendication 15 dans lequel lea dimensions du logement 

(15) equivalent 
a 

cello do la. puce 4) at la profondour dudit logement (15) correspond 

sensiblement a I’Øpaisseur de la puce (4), caractØrisO en ce qu’il comports une Otapo 

do ramollissement du substrat (7) au niveau dudit logement (15) prØcØdant 

l’enfoncement do la puce (4) dans Is logement (15) do sorts quo Ia face do ladite. 

puce (4) portant los segments (3, 3’) affleure la surfacedu substrat (7). 

17. ProcØdØ solon la revendicatlon 15 dans lequel los dimensions dU logement 

(15) sont supØrioures a cello do Ia puce (4) et la profQndeur dudit logement (15) 

correspond sensiblement a I’Øpaisseur do la puce (4), caractØisØ on ce qu’il 

comporte une Øtape do deposition d’une substance adhesive (16) dans to logement 

(15) prØcØdant l’enfoncement do la puce (4) dans ladite substance (1.6) do sorts qua 

I’espace libre entourant la puce (4) placOe dans Is logement (15) soit comblØ par to 

refoulement do ladite substance (18) et quo la face do ladite puce (4) portant los 

segments (3, 3’) affloure la surface du substrat (7). 

18. ProcØdØ solon la revondication 15 dons taquol lea dimensions du logement 

(15) sont supØrleures a coils do la puce (4) et la profondeur dudit logement (15) 

infOrieure 
a 

l’Opaisseur de Is puce (4), caractØrisO en ce qu’il comports une Maps do 

ramollissoment du substrat (7)au niveau dudit logement (15) avant at/au pendant 

t’enfoncement do la puce. (4) dans Is logement (15) de carte quo la face do ladite 

puce (4) portant los segments (3, 3’) affloure Is surface du substrat (7), i’espace 

entourant la puce (4) piacØe dans to logement. (15) Øtant comblØ par La refoulement 

(17) do la matiŁre du substrat (7). 
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19. ProcØdØ selQn Is revendication 18 çaractØrisØ en  ce qu’une substance 

adhesive (16) eat dØposØe dans Is logement (15) avant l’onfoncement do Is puce 4) 

do sorts quo ladite substance (16) complete Is remplissage do l’espace entourant la 

puce (4) places dans Is logement (15) 

20. ProcØdØ solon la revendication I qaractOrise on cc qu’il comprend des Øtapes 

prØliminaires do constitution d’un oubstrat (7) formØ par Is superposition d’au moms 
deux cquches (7’, 7’) Puns sw Lautre, et do formation d’une fenºtro (18) dans Is  

couche supØrleura (7’), Is couche infØrieure (7") fermant Is partie infØrieure do Is 

feriØtre (18), ladite fenØtro (18) cnstituant un logement destine a recevoir Is puce (4) 

do (’ensemble ØIectronlque 

21. ProcØdØ Solon la revendigation 20 dans lequel las dimensions do Is fonŒtre 

(18) equivalent 
a 

cello do Is puce (4) at l’Øpalsseur do Is cçucho supOrieure (7’) du 

substrat (7) correspond sensiblement 
a 

I’Øpalssevr do Is puce (4), caractØrisØ en ce 

qu’iI comports une Otape do ramollissement du substrat (7) au niveau de ladite 

fenØtre (18) avant etlou pendant l’enfoncement do la puce (4) dans, Is fenØtre (18) cIa 
aorta que la face do ladite puce 4) portant lea segments (3, 3’) affleure Is surface clu 

substrat (7). 

22. ProcOdØ salon Is revendication 20 dans (equal los dimensions do Is fenØtre 

(18) sent supØrieures 
a 

colic do Is puce (4) at I’Øpaisseur do Is couche supØrteure 

. (7) du substrat (7) correspond sensiblement a i’Øpaisseur do Is puce (4), caractØrisØ 

en ce qu’il comports une Øtape do deposition d’une substance adhesive (16) dans (a 

logement formØ par Is fenOtre (18) prØcØdant I’enfoncement do la puce (4) dans 

ladite substance (16) do aorta quo l’espaco (ibre entourant Is puce (4) placØe dans Is 

fenOtre sott corn blØ par (a refoulement (17) do ladite substance (16) et quo Is face do 

ladite puce (4) portant (Os segments (3,3’) affleure (a surface du substrat (7). 

23. ProcØdØ salon Is revendication 20 dans lequol los dimensions do Is fenºtre 

(18) sont supOtieuros a cello do Is puce (4) et l’Øpaisseur do Is couche siipØrieure 

(7) du substrat (7) eat plus faible quo I’Øpaisseur do Is puce (4), caractOrisØ on ce 

gull comports une Øtape do ramollissement du substrat (7) au niveau do ladite 

fenºtre (18) avant et/ou pendant l’enIoncement do Is puce (4) dans Is logement 

formØ par la fenetre (18) do sqrte qua Is face do ladite puce (4) portant lea segments 
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(3, 3’) afflaure Ia surface du substrat (7), I’espace entourant Is puce (4) placØe dans, 

Is fenØtre (18) Otant comblØ par (a refoulement (17) de La matlØre do Ia couche 

infØrieure (7") du substrat (7) 

24. ProcØdØ solon Ia revendication 23 caractØrisO en ce qu’une substance 

adhesive (16) est dØposOe dans to logement formØ par Ia fonØtre (18) avant 

renfoncement do Ia puce (4) do sçrte quo (adite substance (16) complete Is 

remplissaga do I’espace entourant Ia puce (4) places dans (edit logement. 

25. ProcØdØ seln (a revendication 1 caractOrisØ on ce qu’il comprend des Øtapes 

prØliminaires de constitution d’un substrat (7) formØ par Ia superposition d’au moms 

deux couches (7’, 7") l’une sur I’autre, et do formation d’une fenºtre (18) dans (a 

couche infØrieure (7’), Ia couche supØrleure (7’) fermant Ia fenØtre (18), (’ensemble 

Ølectronique Øtant enfoncØ dans (a couche supOrleure (7) en regard do (a fenØtre 

(18) do Ia couche infØrieure (7") avec Is dispositif do pose (6), Is pression exercOe 

par ledit dispositif de pose (6) refoulant (a matiŁre ramolile do Ia cQuche supØrieure 

(7’) dens Is fenºtre (18), lea segments (3, 31) et (a puce (4) do (’ensemble 

Ø(ectronique affleurent (a surface do Is couche supØricure (7’) 

26. Qispositif do pose (6) destine a placer sur un substrat (7) un ensemble 

electronique comprenant une puce (4) munie d’au mains un contact (5, 5’) Ølectrique 

connectØ a un segment (3, 3’) do piste conductrice, Wit dispositif Øtant ØquipØ do 

moyens do positionnement at do pressage do l’ensemble Ølectronique sur Is substrat 

(7) est caractØrisØ en ce qu’il comporte une tŒte pourvue do moyens do maintien 

d’au moms un segment (3, 3’) do piste conductrice, (esdits moyens do maintien Øtant 

solidaires a des moyens do saisie et do retenue d’une puce 4) do sorte (e segment 

(3, 31) de piste so connecte a au mains un contact (5,5’) do (a puce (4). 

27. Dispositif solon Ia revendication 28 caractOrisØ en ca quo les moyens do 

maintien du segment do piste (3, 3’) sont constituØs d’orilices (10, 10’) d’aspiration 

d’air crØant un vacuum sur t’une des faces du segment (3, 3’) do plate maintenant 

(edit segment (3, 3’) sur (a tŒte dudit dispositif. 

25. Dispositif solon Is revendication 28 caractOrisØ en ce quo los moyens de 

saisie et do retenue do Ia puce comprennent au mQins un orifice (11) d’aspiration 

d’air situØ dans une zone centrale do Is We dudit dispositif au voisinage d’une 
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extrØmitØ Ou segment (3, 3’) do piste maintenu par los orifices (10, 10’) 

correspondents. 

� .29, Qispositlf solon . Ia revendication. 26 varactfrfsØ on ce quo los moyens do 

saisie at do retonue do Ia puce (4) comprennent des ØlØments adhØsifa 

30. QisposWf salon Is revendication 26 caractOrisØ an ce quo la tŒte comporte des 

moyens do soudure du segment (3, 3’) do piste conductrice sur un contact (5, 5’) do 

Ia. puce (4). 

. 31 Objet portable comprenant sur tout ou partlo do sa structure un substrat (7) 

isolant dons to rnatiŁre duquet est noyOe au moms une puce 4) Ølectronique 

comportant une face munie d’au moms un contact (5, 5’), tadite face affleurant Ia 

surface du substrat (7), caractØrisØ on ce qu’au moms un segment (3, 3’) do piste 

conductrice appliquØ centre Is surface du. substrat (7) est connectØ au contact (5, 5’) 

do Is puce (4).  

32. Objet portable salon Is revendication 31 caractOrisO on ceque to segment (3, 

� 3’) do piste conductrice est connectØ a un contact (5, 6) do Is puce 4) at sur une 

piste conductrice disposØe sur Is surface du substrat (7). 

33. Objet portable salon Is revendication 31 caractOrisO on ce quo le segment (3, 

3’) do piste conductrice Cot conflecxtØ a un premier contact (5) do to puce (4) at a un 

second contact (5) deladite puce (4). 

34. Objet portable. salon Is revendication 31, caractØrisØ an quo tout ou partie Oe 

Is surface du substrat (7) est recouverte par une feuilte do protection isolante. 
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METODO DE COLOcACIÔN DE UN CQNJLJNTO ELECTRONICQ SOBRE UN 33 
SUBSTRATO V DISPOSITIVO DE çOLOCACION DE DICHO CQNJUNTQ 

CrnJ?p tcLc9 

La presente invenckn hace referencia al campo çlel ensamblaje de 

5 transpondedores, de tarjeta chip, de circuitQs inte9rados u otro soporte de datos 

numØricos y rnÆs particulàrmente  a la colocaciôn, el montaje y la conexin� de 

cnjunts electrcnics sobre un soporte aislante Ilamado mae comünmente 

substrata. 

ThcnIça anjrir 

10 Se entiende par conjunto etectrnico un componente en forma de chip 

S semiconductor provisto sabre una de sue caras de unas zonas de contactos 

elØctricos sabre Is cuales estØn dispuestos unos segmentos de pistas 

conductoras que prolongan dichos contactos. Estos segmentos de pistas 

constituyen unas conexiones qua conectan el chip a unos elementos externQs 

1 sttuados sobre at substrato Por ejempto, on un transpondedor los segmentos de 

pistas del conjunto sirven para conectar este (iltimo a las extremidades de una 

antena dispuesta sobre la periferia del substrata. 

Existen varios mØtodos de colocación y de conexkn de un chip a de un conjunto 

eleàtrOnico sobre un substrata qua incluye pistas conductoras qua hay que 

2 conocer. 

El documento EP0694871 describe un mØtodo de colocaciOn de un chip efectuado 

con la ayuda do una herramienta de prensado en caliente. El chip es tornado par 

la herramienta, Con la cara qua incluye los contactos dirigida hacia arriba, y 

ØespuØs prensado on caliente en el material del substrata. La cara quo inctuye los 

contactos aflora a (a superficie del substrato. Las con.exiones son realizadas par 

serigrafia o par trazado de pistas par media de una tinta conductora que conecta 

toe contactos del chip a una antena par ejemplo. Segtn una variante, se dispone 

un segmento de pista sobre el substrato y el chip es prensado on caliente con (a 

7 



.2 S 

cars que Ileva los contactos dirigida hacia et substrato pare ratizar una cQnexicn 
3L( 

a travØs de Is preslØn de un contacto de dicho chip sobre el segmento de pista. S 

En el documentQ W098/26372, el chip incluye unos contactqs en relieve y estÆ 

dispuesto con Is cars que Iteva los contactos dirigida hacia el substrato. LOS 

5 contactos del chip Son aplicados contra unos terminates conductores de una 
antena impress en el substrato. Una hoja intermedia de materia plØstica as 

syperpuesta sabre el substrato equipaclo de este modo y recut?re el chip. Una 

segunda hoja recu bra at substrato antes del Iaminaçlo en caliente de este 

ensamblaje de hjas. Este mØtodo llamadQ tØcnica del chip invertido" o "flip chip" 

10 permite reatizar en una sola operaciOn Is instalacin y Is çonexiôn del chip y 

garantizar un espesor minimo del ensamblaje. 

El documento W098/44452 describe un proceso de fabricacin do una tarjeta chip 

qua incIye at menos un micrpcircuito en el substrato de Is tarjeta. El mircircuitQ 
S es dispuesto de tat manera que los bornes de salida queden dirigidos hacia arriba. 

15 La conexión de IQS bornes con unos cntactos de una antena situados sobre Is 

superficie del substrato es efectuada mediante una aplicación de  tints conductors 

por medlo de una jeringa. El microcirctjitp se dispone en el fndo de una cavidad 

cuya profundicjaçl  as mayor qua su espesor para dejar un espacio qua permits 

cubrir dicho microcircuito de resins despuØs de Is realizaciOn de las conexiones. 

20 Estas üttimas se adaptan at perfil del microcircuito y at do Is cavidad antes de 
Ilegar hasta los contactos o las pistas impresas sobre Is superficie del substrato. 

En at mØtodo del clocumento EP1410322, un m6dulq cQmptet9 qye incluye un chip 

equipado con unas zonas de contacto estÆ dispuesto a partir de una bands do 

soporte sobre un substrato, que incluye unas pistas conductoras impresas, 

25 tambiØn dispuesto en bands. Se dispone un môdulç entre los que estØn fijados 

sobre Is bands, enfrente do una porciOn do bands provista de un conjnto de 

pistas conductoras que forman, por ejemplo, una antena DespuØs, este as 

separado do Is banda pars ser pegado sobre el substrato cerca do las 

terminaciones de la antena. La conexiOn do las zonas de contactos del módul 



I 
con La antena as efectuada por presiOn y engaste con un dispQsitiv9 apropiado 

durante el encolado del mOdulo. 

El document9 FR2780534 describe un mØtodo do fabriçachn  do un objeto quo 

incluye un cuerpó  qua incluye una pastilla semiconductora provista do zonas de 

contacto sobre una de sus caras y çie metalizacionos quo forman una antena. El 

mtodo consiste an insertar la pastilla mediante prensaçlo  an caliente an una placa 

de material termoplÆstico. La cara de la pastilla provista de las znas do contacto 

estâ colocada do tal manera qua aflore a una de las caras de la placa. Las 

metalizaciones qua forman la antena asJ come los enlaces de las zonas de 

1 contacto de La pastilla son realizadQs sobre la rnisma cara do la placa pr 

serigrafia de una tinta conductora. 

Este mØtodo Se vuelve inàplicable cuando las dimensiones de la pastilla 

S semiconductora son muy pequelias, comprendidas an una gama do varias 

decenas do miUmetros. En efecto, la serigrafia o la aplicaciôn de materia 

I conductora mediante otro mØtodo (trazado, proyecciôn) no permite alcanzar la 

precisiOn necosaria qua permite evitar los cortocircuitos o las rupturas de contacto 

at nivel de las zonas do conexiOn de La pastilla. 

EL inconveniente principal do los metodos do co)ocaciOn y de cnexiOn 

anteriormente descritos as su falta de precisiOn sobre todo cuando las 

dimensioneLciip...çueJorm.an  .icpnjunto electrOnico son muy reducidas, por 

elemplode 0.2 mm por 02 mm AdemÆs, la distancia muy reducida, de 005 

quo separa los segmentos do pista unidós a los contactos del chip, requiere una 

gran precisiOn de posicionarniento y de conexiOn. 

En los tres primØros ejemptos, un chip o un microcircuito solo as colocado sobre el 

2 substrato o bien con Los contactos prensados sobre unas pistas impresas sobre 

una cara del substrato (chip invertido), o con los contactos aparentes conectados 

ulteriormente. Estos dos tlpos do procedimientos se vuelven pQco fiables cuando 

et tamao dot chip yet de los contactos disminuye. 

/ 
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n el penUltimo ejemplo, los môdulos Son fabriçados  separaamente y dispuestos 

sabre una bands antes de ser colocados sobre Cl substrato. Este mØtodo ha 

resultado er tambiØn retativamente lento y çostos.  

dg Is- penp1n 

El objetivg de Is presente invención es de asegijrar una precision maxima tanto at 

nivel de Is fabricaciOn de un cnjunto electrOnico a parfir de un chip Oe pequeæas 

dimensiQnes corno at nivel de Is ctocacin de dich9 cgnjunto sobre un substrato 

aistante. Otro objetivo consiste en alcanzar un cQste de producciOn de 

ib transpondedores muy bajo con un ritmo de fabiioaçkn  efevado. 

Estos QbjetivQs. SQn alcanzados pur un m6todg c4e colocaciOn sqbre Un soperte 

Ilamado substrato, de at. menos un conjunto eiectrOnicQ constituidQ por un chip que 

incluye at menos un contacto etØctrico sobre una de sus caras, y dicho contacto 

estÆ...5nectado un segmento de pista conductors, dicha colocaciOn se efectia 

5 por me ia 
cle 

un dispositivo de instalaciOn que mantiene y sitza dicho cQnjUnto 

sobre el substrato, caracterizado por el hecho de que comprende las etapas 

siguientes: S S 

- formaciOn de un segmento de pista conductors que posee un contorno 

predeterminado 

- transferencia del segmento de pista sobre of dispositivo de instaIacin 

- toma del chip con el dispositivo de instalacin que Ileva el segmento de pista Øe 

manera que dicho segmento de pista se sitie sobre at menos un contacto del chip. 

- colocaciOn del cunjunto electrOnico constituldo pot el chip provisto del segmento 

de pista en una posiciOn predeterminada sobre el substrato, 

25 - introducciOn del chip y del segmento de pista en el substrato. 

P1 



El tØrmino substratQ se refiere aqul a cualquiersoporte aislante, sea una tarjeta, 

una etiqueta, un objeto o una porciôn  de la estruotura del objeto caja de aparatQ, 

de 

mØtodo anterior. 

SegO una orma de realizaclØn preferida, el segmento de pista consiste en una 

lÆmina con una forma cualguiera 

conductor con la a uda de una herramienta de estampado. Este es trasladado 

/ posterirment sobre e ispositivo de instalacin que 10 mantiene por ejemplo por 

� media de un i alfivo de aspiración de aire. En general, elnümerQde 

10 segmentos de pista estampados 

Estos son mantenidos por el dispositivo de instalackn segCrn una coloçacicn  que 

depende de la çolocacin de los contactos sobre el chip. Su frma y sus 

dirnensiones individuales tamIiØn son determinadas por la çonfiguraciOn  de los 

contactos del chip asi coma. par la de las pistas conductoras del substrato. 

15 Los segmentos de pista tamblØn pueden constituir una antena de un 

transpondedor que funciona par ejemplo en el campo de las frecuencias LINE 

(Ultra High Frequency). En un ejemplo, la extremidad del segmento que no estØ 

conectada al chip permanece libre, es decir sin conexhn a otras pistas sabre el 

substrata. Segin otra configuraciôn,  el segmento forma un bucle cuya extremidad 

20 estØ conectada al chip. Este segmento, por supuesto, puede ser tratado por el 

dispositivo de instalachn de Ia misma manera que un segmento que incluye una 

sola extremidad conectada al chip. 

En este tipo de configuraci6n1 no se excluye el hecho de que el chip incluya otros 

contactos a partir de los cuales unos segmentos son conectados a unas pistas 0 a 

25 unas superficies de contacto dispuestas sobre el substrata. 

El dispositivo de instalacioK eIqueest)iJadOs los segmentos de pista 

toma un chip, tamblØn par aspiraciOn segün uniforma de realizaciOn, y se aplican 

las extremidades de los segmentos de pista contra los contactos del chip. Este 

conjunto es posteriormente colocado y prensado en el lugar previsto obri) 



11 

S 

y las extremidades libres de los segmentQs de pistas se conectan a las 

do vn circuito presente sobre el substrato (por Łjemplo, una 

Qtjeto de la presente invenciôn consiste tambiØn en un dispositivQ de 

5 nstalaciôn destinado a disponer sobre un substratd un conjunto electr6nicQ qye 

ncluye un chip provisto de al menos tjn cQntacto elØctrico conectado a un 

egmento de pista conductora, y dich.o dispositivp equipado duos medios d 
ol?re el  estØ 

aracterizado por el hecho de que incluye una cabeza provista de medios de 

10 Jaantenimiento1LaLn1npS un segmento de pista cQnductra, y dichos nediQsJje. ........ 
antenimiento son slidarios CQfl IQS medios de tornayde retenciOn de un chip de 

kn anera que el segmento de pista se conecta a al menos un contacto del chip. 

15 

20 

25 

Os mediQs de mantenimiento del segmento de pista consttuid) 

referiblemente de un dispositivo de aspiraciôn de aire que crea 

na de las cares del segmento de pista. Un Oispositivo similar puede estar previsto 

mbiØn para coger un chip con una extremidad del segmento de pista aplicada 

un contacto del chip. El conjunto instalado de este modo es transportado 

hacia un emplazamiento predeterminadQ del substrato clonde serØ implantado. El 

dispositivo de instalación lncluye tamblØn unos medios de prensado del conjunto 

en el substrato. 

Una ventaja de la invenchn consiste en evitar la realizaclOn de un módulo 

intermedio gracias al hecho de que el cnjunto electrcnico es ensamblado por 

meclio del dispositivo de instalación antes de su colocaciôn sobre el substrato. 

La invenciôn se refiere tambiØn a un objeto portØtil que incluye sobre toda o parte 

de su estructura un substrato, aislante en cuya materia se introduce al menos un 

chip electrOnico que incluye una cara provista de al menos un contacto, y dicha 

cara aflora a la superficie del substratQ, caracterizado por el hecho de que al 

menos un segmento de pista cnductora aplicado contra la superficie del substrate 

estØ conectado al contacto del chip. 



� So enten4er4 mejor Is invehckn gracias a Is descripción detallada siguiente y quo 

Se refiere a los dibujos anexos proporciQnados a mdo do ejemplQ en .nlngcin çasQ 

iimltativo en IQs quo: �: 

Is figure I. ilustra of estampado do los segmentos do pista a partir do una landa 

do material conductor y una vista es.quemÆtica desde arriba on tran8parencia del 

ispositivo de instalaciôn  quo mantiene un chip ylos segmentos do pista.  *

Is figure  Hustra una vista arnpliada.encorte del conjunt9 electrônico  cQnstituidQ. 

por el chip y los se nentos di pista. S 

1 - Is figura 3 muestra una vista desde aniba do una porcin do substrata en el quo 

of conjunto ha sido colocado y conectado a unas pistas impres.as. 
 �

Is figure 4 muestra una vista ampliada Ør cortede Is pardon $. substrato do to 

figura  

- 

la figura 5 rnuästra una vista esqueniatioa desde abajQ do Is cabeza del 

15 dispositivo do instataciOn quo mantlene los s�gmentos, de pista y el chip. 

Is figura 6 ilustra una variante donde .IQs segmentos d:0 pistas son estan.pados a 

partir do una banda conduora provista do zonas aislantes 

- Is figura 7 muestra una vista. desde arriba do una pardOn do substrata sobre Is 

cual los segmentos de pistas del conjunto prvistas do zones aislantes cruzan yb 

se superponen a otras pistas del substrata.  

S - I’S figura 8 muestra una vista desde arriba do una porciOn do substrata en Is quo 

los segmentos do pistas del conjunto do mayor longitud y prôvlstas do zonas 

aislantes estØn pegadas sabre el substrata y cruzan tines pistas. 

- Ia figura 9ustra un carte ampliado do una porciOn do substrato en Is cual el 

2 conjunto c lp-s mentos he sido introducido en el substrata 

/11 
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- Ia figura 10 ilustra un corte ampliado de una pqrckn .de substratc quØ incluye tin. 

afojamiento de dimensiones supedores a las del chip, el conjuntQ hip-s mentos 

es mantenido en el alQjamiento gracias a un adhesivo que rellena Qs espacios 

libres. 

- la figura 11 ilustra un code ampliado de una porción do substrato quo incluye un 

alojamientg cuya profundidad es inferior a la àltura  del chip. La materia del 

s4bstrat9 rellena Is espacios libres durante la introducciôn del conjunto chip-

segmentos en el alojamiento. 

-.1a figura 12 ikstra un cçrte ampliado do una porckn do sustrato frrnadp por 

0 dqs capas superpuestas, la capa superior incluye una ventana Oe dimensiones 

seAsiblernente iguales a las del chip, y el conjunto óI -se mentos es introducido 

dentro de la ventana. 

- la figura 13 ilustra un corte ampliado de una porciOn do substrato formadQ pot 

dçs  capas superpuestas, Ia caps superior incluye una ventana do dimensiones 

superiores a las del chip, el conjunto 
Cip-s?espoacios 

entos es mantenido en el 

alojamiento gracias a un adhesivo quo rellena s  fibres. 

- la figura 14 ilustra un corte ampliado de yna porcin do substrate frmado pr 

dos capas superpuestas, la capa superior de espesor inferior a la altura del chip 

incluye una .ventana. La materia do la caps inferior I substratQ rellena los 

espacios fibres durante la introducciôn  del conjunto 10-seg entos enla ventana. 

- la figura 15 ilustra un corte ampliado do una percin de substrato frmadq por 

dos capas superpuestas, la capa inferior incluye una ventana. El conjunto ch6V 

segmentos es introducido en la cape superior enfrente do la ventana de la capa 

inferior. 

- la figura 16 ilustra of corte de la figura 15 con el conjunto 
civin?a 

entos/ 

introducido en la capa superior y la materia do esta ültima rellena la  de Is 

capa inferior. 

,1 



- la figura 17 ilustra una porciôn de substratp que incluye Vn conjunto chip. 

segmentos con unos segmentos que cruzan unas pistas conductoras pasando 

sobre unos segmentos aislantes. 

DescrioçiOri  d&tallada do la invenciri 

5 Segn el mØtodo de la invención, se instala cada conjunto electr6nico antes de su 

colocaci6h y do su conexiOn con otros elementos presentes sobre el substratp. Se 

recortan unos segmento epistasuyo nmero corresponçle  en general at 

nimero do contactos (5, ’) del chip 4) en una hoja (2) do material conductor y 

Østos son pormente ensamblados spbitoscontactos (5, 5’). 

10 La figura I muestra un ejemplo de un par de segmentos (3, 3’) do pista 

rectangulares en una hoja (2) a una banda de 

cobre procedente do un rdiIIo por ejemplo La herramienta do estampado (I) 

funciana aqul de abajo hacia arriba y emuja los segmentos (3, 3’) recortadQs 

hacia su superlicie superior para pocler ser traijsfridos fÆcilrnente(sobre el 

15 dispositivo do rnstalacsón )"Este ulbm&sÆ dispuest encima do la herramienta 

\\ çe estampado (1) y asçftra los segmentos (3, ’) mantenlØndolos en la misma 

posiciónurante su estampado. Un chip (4) etectrOnico !9terio!flent/ 
tornado Oor el dispositivo de instalaciOn (6) quo transporta los segmentos (3, 3’) de 

tat manera quo sus contactos (5, 5’) toquen las extremidades mÆs cercanas de 

20 cada segmento (3, 3’) en una zona central do la cabeza dot dispositivo de 

instaiackn (8). El chip (4)05 mantenido tamblel Uspositivo par aspiracin 

modo similar a los segmeætos do pista (3, 3’). 

El conjunto formado de esta manera soportado par et dispositivo do instalaciOn (6) 

es posteriormente cotocado y despuØs prensado, par ejemplo en caliente,’(en un 

25 substrata (7) por el mismo dispositivo. La superficie do contacto del conjunto quo 

aflora a la superficie del substrata (7) coma to muestra el 

corte dejjiura 4 y los segmentos (3, 3’) do pistjdispuestos e,n piano 

contra la superficie del substrato (7). 
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Las extremidades libres de los segmentos (,onectçsii  \ 
so unsterminacones apropadas formadas por unas pistas (8. ’) conductras 

dispuestas il bstrato (7), ver figure 3. 

En una etapa final del ensamblaje, un a aislante (9) de protecciOn es 

laminada, segin una 
tI

on cid , sobre toda o parte de Ia superficie del 

substrato (7) asegurun mantenimiento meccinico final del cnjunto ,74 
electrOnico cnstituido por los segmentos (3 3’) de pista y el chip (4), cjonde las 

conexiones elØctricas ban sido realizadas anteriormente. 

Este mØtdo de instalación se aplica de manera ventajosa, por ejemplo, çlurante la  

fabricaciOn de transpondedores o de tarjetas chip sin çontactQ  dondQ el cQfljUntQ 

electrOnico es conectaclo, por ejemplo, a lasextremiciacies çletjnaantena. 

La figure 2 muestra un cçrte de un conjunto constituido por gn chip (4) qua incluye 
dos contactos (5, 5’) provistoscadaunodeunaprQtuberancia. La conexkn de los 

segmentos (3, 3’) de pista es efectuada porp eniecque las 

I protuberancias realizan el cQntact9 elØctrico con la materia conductra del 

segmento. Las protuberancias pueclen ta,icompuestas tamblØn de Un material 

conductor fusible a una .�terpperjtura relativamente poco elevada (aleaciOn a base 

de estaæo, por ejemplo) para poder realizar (a conexión de los segmentos de pista 

con la ayuda del dispositivo de instalaciôn mediante unaportedecolor. 

Cuando el punto de fusion del material de las protuberancias es mâs elevado, 

como por ejemplo en el caseLro, unos puntos de sóldaduras suplementarias, 

per ejemplo porjer, ultrasonidos o tambiØn por terfl - c . esiôn, permiten /3 
asegurar un Estes operaciones de soldaduras pueden  

ser efectuadas sea con el dippsitivo e instalaç durte o despuØs de la 

introducciOn del conjunto electrOnic enej...bstrato (7)o sea durante una etapa 

lØnan despues la instalaciôn conjunto electrOnico Otra posibilida 
C) 

consiste en utiliz? un dispositivo de soldadura separado del dispositivo de 

instalaciOn para soldar, durantena tapa previa, el o los segmentos (3, 3’) 

cpnductores con los contactos (5, 5’) del chip 4) a temperaturaelevada. El 
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conjuntQ chie mentos es posteriormente transferido e1ispositivo do 

instalaciôn que lo coloca sQbre el substrato (7) para introducirlo a una temperature 

mas baja adaptada al reblandecimiento del substrato por ejernplo Debido a Ia 

temperatura elevada del dispositivo do soldadura, esta operaciOn de colocaciôn se 

vuelve dificilmente realizable con un sQlo dispositivo quo efectCia a Ia vez Ia 

SegOn (u:n)a?variante Ia. conexiOn de los segmentos (3, 3’) de pistre los 

contactos (5, 5’) del chip (4) puede ser realizada 

contactos (5, 5’) antes do Ia toma del chip (4) 

por el dispositivo de instalacIOn (6). Otra posibilidad consiste elicarel 

pegamentodo los segmentos (3, 3’) enfrente a los 

contactos (5, 5’) del chip (4). Esta operaciOn es ejecutada durntnta 

(3, 3’) dispositiv de instalación  

(6) antes o despuØs destajado. El pqme.nto puede ser tqM  

15 previamente en forma inactivaçobre Tj hoja conductora y ser activado 

ulteriormente. El 5’) del chip (4) con los segmentos 

(3 3’) do pista es efectuado do este modo durante Ia--to-ma del chip 4) pr el 

dispositivQ_Jnta$aciôn  (6),steriormente durante o despuØs de Ia etapa de 

introducciOn del conjunto cip-seg entOs en el substrato (7). 

20 La figura 5 representa una vista esquemÆtica desde abajo de Ia cab a del 

positioinstaJaciOn (6) segün Ia invención equipada con orificios (10, 10’, 11) 

destinados a mantener pot aspiración do aire (vaclo) los diferentes elementQs del 

conjunto electrónico. En jprimera etapa, Ia aspiraciôn del aire por los or1fici-,,"%)S, 

(10, 10’) permite recibir los segmentos (3, 3’) de Ia errarnienta do 

25 estampado (1) v mante orbs en posi n. Ep,(na  etapa, el chip (4) es 

tornado(esde oporte adecuado tamblØn por aspiraci6n del aireatray’s do un 

orificlo central (11). El conjunto electrônico constituido de este modo y re?pr 

el dsposi taIaciOajJ!ate transportado  

previsto sob e substrato (7) ypren er%a na. Lacabeza del dispositivo 

30 do instalacion (6) puedeØiJ1 constituida o bien pot vanias piezas ensambladas 



12 

entre si o pr ijn solo bloque que sirve de soporte global a Is herramienta de 

estampado, at sistema de aspiraciôn  de los segmentQs y del chip, a los medios de 

soldadura etc. so in un ejemplo de configuración. 

tÆn La figure 6 muestr. na variante donde Is banda corlductQra (2) en Is qu6 es  

5 estampados los segmentos (3, 3’) do ptsta ’estapcQvjonas (12, 12’ 

alslantes aplica as contra Is care inferior deta bends. Estes zn(12, 12’ estÆn 

dispuestas pars former lina parte central aistada (13, 13’elcara destinada 
-.-------, 

a ser aplicada contra el substrato, de cada segmentQ estampadc a partir de esta 

tanda (2). Las edremidades do los segmentos (3, 3’) son retiraçiasde Is  zona 

10 aislante pars asegurar las conexiones con el chip (4) y las pistas 9 las  zones 

conductoras del substrato (7) previstas pare este prQpósitc. Este aislamiento 

permite evitar cortocircuitos con las pistas (8, 8’) del substrato (7) que los 

segmentos cruzan en ciertas configuraciones, tat y como IQ ilustra Is figure 7. 

Segq’una variante, las zones aislantes segmentQs pueclen ser 

15 realize as a partir de segmentos aislantes obtenidos en un modo similar a los 

segmentos conductor pero a partir do una pelicula aislante. Estos segmentos 

son transfend sobre dispositivo de instalaconçlquenantendos  

contra los segmentos do pista apropiados antes do Is ctocacun y çle  Is 

introduccin del conjuntQ en el substrato. Esta variante peimite realizar unos 

20 segmentos aislantes de forma cualquiera y en particular mÆs ancha que l,s 

segmentQs conductores con el fin de asegurar un mejor aislamiento do un cruce 

do pistas por ejemplo (ver el ejemplo do Is figure 17) 

$eg’’ otra v riante 1trada por Ia figure 8, en caso de que los segmentos3, 

tengan Ion  Is pellcula aislante do Is bands conductors (2) puede 

25 incluir una capado pe me to. Este ültima, una vez activada, permite asegurar el 

mantenimiento del segmento sobre el substrato cuando cruza varies pistas por 

r(7
 

ajemplo La capa de pegamento 

) en vez do 

7 
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Durante la instalaciOn del conjunto, los segmentos (3, 31) 

substrato (7), por ejemplo, gracias a la activacicn por calentarrtipag  local de La 

capa de pegarnento por el dispositivo de instaIacin (6) en unos puntQs(i4..44)--

situados enfrente de la zona aislante. Estos puntos (14, 14’)h situados 

preferiblemente fuera de las pistas del substrato (7), lo que permite obtener un 

pgiQ-rencola 

Segin una yriante, las operaciones de estampado de los segmentos (3. 3’) de 

pistas cnductoras y de colocaciOn del conjunto pedeIserefectuadaspQeJ 

mismo  En este caso, La óabeza del dispositivo se completa por una 

10 estampa qe sirve para el corte de los segmentos de pistas (3, 3’). Un retiro de la 

estampa permite que los orificios (10, 10’) de aspiraciôn mantengan IQS segmentos 

(3, 3’) en La posición  adecuada antes de la toma del chip (4). La etapa de 

transferencia de los segmentos (3, 3’) de pistas de la herrarnienta de estampado 

hacia el dispositivo de instalaciOn es por lo tant9 suprimida. 

15 $egcin otra variante, los medios de toma y de retenciôn del chip comprenden unos 

eItosadhesivosuejeniplazneloIosorificios(1 1) en La zone central del 

dispsitivQ de inst1ación (6). El chip (4) es por lo tanto pgadoJemporatmente 

entre sus contaqS?s  5’) durante el transporte del conjunto electrónico hacia su 

emplazamiento sobre et substrato (7). Los elementos adhesivos poseen una 

20 fuerza de encolado mÆs dØbil que La de fijaciôn del chip (4) sobre el substrato (7) 

para poder retirar el dispositivo de instalack3n (6) despuØs de la introduccion del 

conjuntc? electrOnico. El pegamento puede subsistirbreelhip (4) despuØs de la 

instalaciOn con el objetivo de mejorar9 laneidad de Ia superficie del conjunto)ç  

electronico en caso de que el chip (4) 

25 Se debe tener en cuenta que unos elementos adhesivos conductores seguj5 r’tu r 
vertical (eje z) pueden ser afiadidos 

tamblØnffbspueden,
1’y1isositivo de instalaciOn (6) 

enfrente de los contactos del chip (4). s  o bien reemplazar los 

elementos adhesivos o el Q los orificios de aspiración (vaclo) de la zona central, o 

bien cornpletarlos. 

LI 
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8egn una variante, la cabeza del dispositivQ de instalaciOn (6) puede comprender 

IQS rqedios de soladura de los segmentQs (3, 3’) de pistas -rl  contactos del 2 
chip (4). Esto sor estÆn constituiclos por ejemplo por una 

-, 

0 varios cuerpos de calentamiento Ests 

S SQfl activados en general antes Q durante la clocaciôn  
o 

durante o çlespuØs de la 

introducciôn del conjunto electrónico en el substrato (7) con el fin de ejercer la 

presiôn neces?ria sobre lQs elementos que hay que solder. 

El mŒtodo segCin la invenciôn se aplica tamblØn a la fabricaciOndeetiquetas 

g!qctrai. 0 Oe,jMaWoackWeres que incluyen un substratQ notermofusible es 

10 decir que no se derifte ni se reblandece cuando sbe la temperatura. Este iltimo 

puede pnstido un material a base de celulosa como el papel o el 

cartOn. En este caso, es preferible crear una cavidad en la que se colcarÆ el chip 

provisto con sus segmentos do pista. Se puede realizar Ia cavidad pr fresadQ 0 

introducciOn de, iin punzôn despuØs del reblandecimiento previo del substrato. con 

15 la ayuda do solventes con o sin subida de la temperature. El conjunto electronic 

tamblØn puede ser prensado en frio o en çaliente directamente en  la materia quo ------------------

so deforma loçalmente  o en una zone que se he vuelto maleable de manera 
que 

absorba el volumen del chip. El objetivQ del mØtodo, cmç en el caso de 

substratos termpfusibles, es el do conservar una posiciOn precise sin 
hueigq, 

es 

20 decir, sin posibilidad de movimiento del conjunto en el interior de la cavidad. Por 

supuesto, dicha cavidad quo sirve de aljamiento pare el chip tambiØnuejjestar 

foØa-en-wnsubstrato termofusible en el que un calentamiento local puede 

facilitar la introducciOn y el mantenimiento del chip en el alojamiento. 

Unas pruebas con ciertos substratos no termofusibles hen demostrado quo una 

25 introducciôn dirØcta en caliente del conjunto puede provocarla combustiOn de la 

materia del substrato en el lugar donde estÆ el cti1j5Tr ckde este modo Ia 

cavidad. En este caso, la formaciOn previa de esta ültima ya no es necesaria. 

Puede haber tin nimero de variantes del mØtodo ilustradas por las figures 9al4 

en funciOn do la materia 
c 

do la estructura del substrato o segjn 1aJEtrnJenta 

30 disponible, es decir: 



1. 

- la 

figura 9 muestra la vanante mÆs simple donde el c9njuntQ ch(4 gmentos OS 

introciucido directamente en la materia del substrato (7) en caliente, ç bien en frIo 

con la ayuda do solventes. En ciertos cases, con el fin de facilitar la coJocachn del 

(7) con unas 

S dimensiones ligeramente inferiores 9 iguales a las del chip (4). La profundiçiaçl  del 

alojamiento (15) corresponde sensiblemente al espesor del chip 4) de tal manera 

quo su cara que incluye los segmentos (3, 3’) aflora a la superficie del substraterA
 

(7) Este alojamiento (15) es QreadQ preferiblemente duetajevia a la ) 
A 

r 

colocaciOn del conjunto chj-smntos con el dispositivo de instaIacicn 
(s). 

Este 
r 

IQ ültimo introduce o descarga el conjunto en el alojamiento (15) en of quo es 

mantenido gracias a la similitud do las dimensiones del alojamiento (15) y del chip 

(4). Con el fin de reducir la presión do introducción,  tamblØn 
se 

puede reblandecer 

localmente la periferia del alojamiento (15) con la ayuda de los solventes 

apropiados. 

I - la figura 10 muestra el caso en el quo las dimensiones del alQjamiento (15) son 

superiores a las del chip 4) con una profundidad que corresponde sensiblemente 

al espesor del chip 4). En este caso una sustanciaIeet adhesiva (16), 

como por ejemplo una resina termofusible, termoendurecible, 0 fotQendurecible 

con la luz ultravioleta o cualquier otro pegamento apropiados aplicadanjL./ 
------.- ’- 

alojamiento (15). El dispositivo de instalaciôn (6) introduce entonces el chip (4) en 

’1a sustancia adhesiva (16) que es distribuida y descargada en el espaclo libre 

dejad odel contomo el chip (4). ste relleno permite of mantenimiento 2 
on una posiciOn estable del conjunto chi -s" mentos despuØs del endurecimiento 

do la sustancia adhesiva (16). 

- la figura 11 muestra of caso en of quo la profundidad del alojamiento (15) es 

inferior al espesor del chip (4) y con unas dimensiones superiores a las clef chip 

(4). El dispositivo do instalaciôn (6) introduce el chip do tal manera quo la cara del 

chip (4) quo lleva los segmentos (3, 3’) aflore a la superficie del substrato (7). Con 

el fin de obtener de manera segura esta nivelación sin deformación excesiva del 

39 substrato (7), Øste puede ser reblandecido (con solventes o por calentamiento) al 
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nivel del alojamiento (15)itieiambiØn una descarga (17.) de (a materia 

substrato (7) en of espaclo libre airededor del chip 4). Este espacio rellenado de 

este módo mantiene (a posición del cQnjunto ch p  entos on el atQjamiento / 
(15). 

5 - Esta variante del m6todg puede ser combinada con (a precedente por adiçkn  de 

una sstancia adhesive (16) en el alojamiento ilustradQ par (a figure 11 con el fin 

de completer el relleno del espacio en funcin do las dimensines de este 

alojamiento (1 )respecto a las del chip (4). 

Las figures 12 a 14 muestra’ una ariante on (a que el substrato (7) estÆ formpdc 
pqr dos capas (7’, 7H) superp as y colocadas una encima do (a Qtra. La capa 

superior (7’) incluye una ventana (18), es decir una 
perforaciôn’?trav"$

çle do el 

espesor do esta capa (7’). La ventana (18) es realizada en generatmp  

do (a capa superior (7’) del substrato antes do (a colocaciOn de (a capa jfd". 

La care inferior do la ventana (18) es cerrada por (a capa inferior (7") del substratq 

I (7) pare formar un alojamiento que sirve pare mantener el chip (4) en OSICL 

precisa. El laminado de las dos capas del sut?strato Se efectia .drante unaetp.g 

ulterior despuØs de la colocaciôn del conjuntQ electrniclaIoja!e. 

- (a figure 12 ilustra la variante en la que (as dimensiones do la ventana (18) son 

inferiores o iguales a (as del chip (4) y el espesor do esta capa (7’) equivale a la 

20 del chip (4). Como en (a variante de (a figure 9, el chip (4) es introduciclo en la 

ventana (18) y mantenido directamente par (as paredes de (a ventana (18). La care 

del chip (4) quo ((eva los segmentos (3, 3’) aflora a (a superficie de (a capa superior 

(7’) del substrato (7). 

- la figure 13 ilustra (a variante en la que las climensipnes do (a ventana (18) son 

25 1 mayores a (as del chip (4) y el espesor do (a capa superior (7’) corresponde 

sensiblemente a (as del chip (4). CQmo en (a variante de (a figure 10, una 

sustancia adhesive (16) es aplicada en el alojamiento formado por (a ventana (1) 
- 

para rellenar el espacio airededor del chip (4) cuando este chip ŒstÆ dispue. 

(a ventana (18) e introducido en (a sustancia adhesive (16). 
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Las variantes de las figuras 12 y 13, en las que el, espesor del substrato que 

incluye la ventana es similar al del chip pueden presentarse tambien sin el 

substrato inferior. El chip es mantØnido por los bordes de la ventana, o bien por 

una sustancia adhesiva que rellena el espaclo entre los bordes dp la ventana y el 

chip. Unas capas suplementarias de protecciôn tambiØn pueden ser aæadidas al 

substrato durante unas Øtapas ulteriores con elfin de cbrir una o las dos caras de 

la ventana. 

- la figura 14 ilustra la variante en la que el espesor de Ia capa pe1i9r (7’) del 

substrato es mÆs reducido que el del chip (4) con las dimensines de la ventana 

10 (18) mayores que las del chip (4). En este caso, como en el de la figura 11, el chip 

(4) es introducido a travØs de la ventana (18) y despuØs en la capa inferior (7")del 

"cs substrato (7) reblandecido para ciescargar la materia (17) de esta capa (7"5i , 

??el?66fo-?o’JeI chip (4) El espaclo rellenado de este modo alredeçlor  çIel 

chip (4) permite su mantenimiento en la ventana (18). 

- Pçr  analogia ccf71as variantes de las figuras 10 y 11, las variantes de las figuras 

13 y 14 qjjeden sØrcombiads. Una sustancia adhesiva (16) puede ser afladida 

en el alojamiento ilustradQ por la figura 14 para completar el relleno del espacio 

libre alrededor del chip (4) en función de las dimensiones de este chip con 

respecto a las de la ventana (18). 

- las figuras 15 y 16 muestra unas ariantes con un substrato (7) en dos capas 

donde Ia ventana (18) es recrta a en la capa inferior (7") del substrato (7). El 

CQnjunto chip (4) segmentos (3, 3’) es introducido en la capa superior (7’) enfrente 

de la ventana (18) de la capa inferior (7") con el dispositivo de instalación (6). La 

presión ejercida por el dispositivo de instalaciOn (6) permite descargar la materia 

reblandecida de la capa superior (7’) en Ia ventana (18) como 10 muestra la figura 

16. Los segmentos (3, 3’) afloran a la superficie de la capa superior (7’) como en 

las variantes de las figuras 9 a 14. 

Las dimensiones de la ventana (18) y el espesor de las capas (7’, 7") del substrato 

(7) son determinadas ademâs por el volumen de materia necesaria para rellenar la 
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ventana sin dejar aparecer, an la superftie del sustratQ (7), ina depresin o una 

protuberancia qye pueda perjudfcar la apliçacin del conjunto chip (4) segment9s 

(3, ’) integrado an at substrato (7). 

La figura 17 muestra yn ejemplo de una forma de realizaçión  efectuada segin el 

mØtodo de la presente invenciOn. La porcion de substrata (7) incluye un chip (4) 

rovisto contacts (,conectados caçla  un a una extremidad de un 

segmento (3, 3’) conductor. La otra extremidad de cada segmento (3, 3’) conductor 

C.&conectada a las pistas conductoras (21, 21’) dispuesta sobre at substrato (7). 

El primer segmento (3’) procedente del chip cruza un conjunto do pistas 

10 conductoras (21) pasando sobre un primer segmento aislante (20’). El segundo J 
segmento conductor (3) del chip (4) est’)conectado’sobreO?xtremidad de una C 1 

’ ,� �..� �. d 

pista (21’). Esta pista (21’) stÆ cone do a un terF segment Q(3") conductor : 
- .. --.-. .. 

..-...--.. ;. �1 

quo 

termina an un ista (21") distante :’pàsando sobre uksegundo segmento 
---�-\�� .2 

aislante (20)ubr1end un conjunto de pistas (21). �..PK) - --------

15 El mØtodo cle cQloQaciOn do los distintçs elementos (segmentos conductores, 

aislantes y chip) so resume segin estØ indicado a continuación:  

- estampado de los tres segmentos ccnductores (37, 3") y tome por at dispositivo 

de � instalackn 
(s), 

- estampado de los dos segmentos aislantes (20’) y toma por at dispositivo de 

20 instalaciOn (6) 

- toma del chip 4) de manera qua sus contactQs (5, 5’) se encuentren enfrente do 

las extremidades do los segmentos cnductores 3, 3’) tornados previamente y a 

198 quo Østas se cnectarÆn durante la etapa do intrducciOn an el. substrato (7). 

- Colç,caciôn  an una pQsickn predeterminada sobre el substrato (7) 
e 

introducciôn 

2 do tQdos los elementos tornados do rnaæera quo la cara del chip quo incluye los 

contactos, asi como los segmentos conductores y aislantes, afloren a la superfici 

del substrato. 
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51 
REMNDICACIONES 

I. MØtodo de clocación sobre un soporte, Ilamado substrato (7), de at 

menos un conjunto electrónico cnstituido por un chip (4) que incluye al menos 

un contacto elØctnico (5, 5’) sobre una de sus caras, dicho contacto (, ’) estØ 

cçnectado con un segmento (3, 3’) de pista conductora, y dicha colocacicn es 

efectuada por media de un dispositivo de instalaciôn (6) qua mantiene y sitia 

dicho conjunto sobre el substrato (7), caracterizado por el hecho de qua 

comprende (as etapas siguientes: 

- formación cia un segmento (3, 3’) de pista conductora/que posee un contQrno 
I --"���\ 

predeterminado, 1 

- transferencia del segmento (3, 3’) de pista bra eI spositivo do instalaciôn 

(6), 

� 
- toma del chip (4) con el dispositivo de instalaciôn (6) qua lleva el segmento (3, 

3) de pista de tal forma que dicho segmento (3, 3’) de pista se coloca sobre. al 

menos un contacto (5, 5’) del chip (4). 

- colocación del conjunto electrônico cQnstituido por el chip (4) y el segmento 

(3, 3’) de pista en una pQsiciôn predeterminada sobre el substrato (7), 

- introduccin del chip 4) y del segmento (3, 3’) de pista en el substrata (7). 

2. MØtodo segcin la reivindicaciôn I, caracterizado por el hecho de qua la 

introducciôn del chip (4) y del segmento (3, 3’) de pista en el substrato (7) 

asegura la conexión elØctrica entre el contacto (5, 5’) del chip (4) y at segmento 

(3,T). 

3. MØtodo segün la  reivindicaciôni I,  caracterizado por el hecho de que una 

operación de soldadura del segmento (3, 3’) sobre at contacto (5, 5’) del chip 

(4) as efectuada a bien con el dispositivo de instalación (6) durante o despuØs 

de la introducciôn del conjunto electrônico en el substrata (7), a bien durante 

una etapa suplementania anterior a la lntroducciOn del conjunto electrônico en 

� el substrato (7). 
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4 MØtodc segCn la reivihdicadn 3, caracteiizado par of heQh.Q de que La 
etapa suplementaria consiste on utilizer un dispoSitivo de soldadura separad.o 

del dispsItivo de instalaciôn (6) pare soidar of segmento ($, 3’) sore lçs 

contactqs (5,. 51) del chip 4), y of çnjuflto eiectr4nlco so postedormente 
trastadado 8Qbtł  of dispositivo do lnstalaclôn (6) pars Is coloqaci6n sore of 

substrato (7) y laintroducciôn.  

5. MØtodc sØn Ia reMndicacin. 1, caracterizado par of hecho de quo 

inchjye una etapa di apJicaciôn di pegamento conductor sobre Los ContactQs 

(5, 5’) del -chip 4)precedente a Is tome do dichg chip 4) par, of di8p9sitivo de. 

instalaclOn (6). . 

6. MØtodo segcn to reivindicacin I caracterIzad pr of heçhç  Oe quo 
incluye una etipa do aplicaciôn 4e  pegamentg conductor .sobre La extrernidad 
del segmento (3, ) enfrentØ del contacto (5, 5’) del chip 4) preceente a Is 
transferencia de dicho segmento (3,3’) sobre of dispØsitivo de instalaciôn (6). 

7. MØtodo . segün  la reMndkeción 1� caraöterizad9  par el. hecho de qua el 

segmento (., 81) do pista es obtenido a partlr do una hoja (2) de material 

conductor y posterlormente träsladadç  sbre of dispositivg do instalaclØn (6). 

quo to manfiene. 

S. MOt9do seg(n Is reivtndiQaci6fl. I, ca.racteilzado par of hecho do quØ 
væ 

segmento aislante es obtenido a partir de una pelicta aislante 
postetigrmente as trasladado sabre at dispositivo do instalaclØn (6) quo to 
rnantiene contra of segmento (3, 3’) do pista, y dicho segmento aislante forma 
una zona aislante (13, 13’) sobre of segmento do pista (’ 31). 

9. MØtOdà:  segin Is reivdiiôn  1, carecterizado pr of hecho do qua 
durante la tome, Is care del chip (4) quo incluye of contacto (5, 5’) sstÆ dirigida 

hacia of dispositivo do inst&aciôn (6) y de que dicho cçmtacto (5, 51) estØ 

oclucado enfrentØ de una extremidad del segmento (3, 3’) do pista sostenido 

par dicho. dispositivode instaIacin (6). 

10. MØtodo segOn Is .relvlædiçacIn 1, caracterizado por of hocho do quo of 
conjuntQ estØ cIocado dotal manera quo Is superficie del chip 4)que ilevØ los 
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çontatos (5, 5’) aflore a la superficie del substrato (7) y quo el segmento (3, 3’) 
de pista sea apilcado contra la superficie del substrato (7). 

11. MØtodo segtn la reivindicaciôn 7, caracterizado por el hecho de quo la 

hoja (2) de material conductor incluye una pelicula aislante (12’) aplicada contra 

eu care inferiors . 

12. MØtoçlo  segin la reivindicaciôn  11, caracterizado por el hecho do 
quo el 

segmento (3, 3’) es obtenido a partir do dicha hoja (2) pars incluir una zona 
aislante (13, 13’) sobre la parte central do su cara inferior destinada a ser 

aplicada contra of substrato (7), y las extremidades do dicho segmentQ (3, 3’). 
estÆn separadas de la zone aislante (13, 13’) 

13. MØtodo segCin la reivindicaciôn. 11, caracterizado por of hecho d? quo Ia 

pelicula (12, 12’) aislante estØ recubierta con un pegamento. 

14 MØtodo segCn la reivindicación 13, caracterizado por el hechg de que 
* durante la colocación del conjunto sobre et substrate (7), of dispositivo de 

instalación (6) calienta of segmento (3, 3’) de plate en unos puntos (14, 141) 

situados enfrente do la zone aislarte (13, 13’) quo produce una activación del 

pegamento y el mantenimiento del segmento (3, 3’) sabre el substrata (7). 

15. MØtodQ segcn la reivindiciôn 1,, ’caracterizado por of hech9 de quo 

comprende una etap.a preliminar do formaclØn, Ofl el substrato: (7), do. ung. 

cavidad dostinada a seivir do alojarniento (15) pare el chip 4) del conj unto 

electrônico. 

16. MØtodo segün la reivindicaciôn 15 en of quo las dimensiones del 

alojarniento (15) equivalen a las del chip (4) . y la profundidad do dicho 

alojamiento (15) corresponde sensiblemente al espesor del chip ’4), 

caracterizado por of hecho do que incluye una etapa do rebiandecimient del 

substrata (7) al nivel do dicho alojamiento (15) precedente a (a intrQdvcciôn  del 

chip (4) en of alojamiento (15) pare quo la cara do dicho chip (4) quo hove los 

segmentos (3, 3’) aflore a la superflcie del substrato (7). 

17, MØtodo segin la reivindicación 15, on of quo has dimensiones del 

alojamiento (15) son superiores a las del chip 4) y la profundidad do dicho 
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alojamiento (15) corresponde sensiblernente at espesor del chip 4), 

caractedzadg. pr el hecho do que incluye una etapa de apticación  de una 
sustancla adhesive (16) en el alojamientg (15) precedente a Is introducciOn del 

chip (4) en dicha sl,istancia (16) pairs que el espacio tibre alrededor del chip (4) 

cQtocado en el alojamiento (15) sea Henadq por, Is descarga do dicha sustancia 
(16)  y que Is cam do dicho chip 4) quo lieva los segmentos (3, 3’) aflore a la 

superficie’del substrato (7). 

18. M&todg segn Is reivindicaciôn  15 en el quo las dimensi.Qnes del 
alojamiento (15) sQn SupefiQreS a las del chip 4) y la profundidad do dicho 
alojamiento (15) es inferior at espesor del chip. 4), caracterizado por el hecho 

do que.incluye una etapa do reblandecimiento del substratQ (7) al nivel do qicho 
alojamient (15) antes y/Q durante Is introdycciôn  del chip 4) en el alojamientQ 
(15) pars que Is cam de dicho chip (4) quo Ileva los segmento,s (3, 3’) afl9re a Is 

superficie del substrato (7), y of espacio atrededor del chip (4) colocado en el 

alojamiento (15) sea Henado por Is descarga (17) do Ia .materia del substrato 

M. S 

19. MØtodo segcin Is reivindicaciôn 18, caracterizado pQr el hechQ de quo 
una sustancia adhesive (16) es apliçaa en et alojamiento (15) antes do Is 

introducción del  chip (4) çle tat forma quo dicha sstancia (16) complete el 

relleno del espacio alrededr del chip 4) colocado.en 01 alojamiento (15). 

20 MØtodo segun Is reiv,ndipaciôn 1, caracterizado por el hecho do quo 
comprende unas etapas preiiminares de constituciOn do un substrato (7) 

formadq por Is superpQsiciOn do at rnenos dos capas (7’, 7") uria encima de Is 

Qtra, y do formación  do una ventana (18) en Is cape superior (7’), donde Is cape 

inferior (7") cierra Is parte inferior de Is ventana (18), y dicha ventana (18)’ 

constituye un alojamiento destinado a redbir el chip (4) del cónjunto  

electrônico. 

21. MØtdo segn Is reivindicación 20 en el quo las dirnensiones de Is 

ventana (18) equivalen a las del chip (4) y el espesor do Is capa superior (7’) 

del substrata (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4), 

caracterizado .por el hechg do que incluye una etapa do reblandecimiento del 
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subØtrato (7) al nivel de dicha ventana (18) antes y/9 durante Ia introduóciôn  del 
chip (4) en Ia ventana (18) para. que Ia cam de dicho chip 4) que Qeva los 

segmentos (3, $’) aflore a Ia superficie del substrato (7). 

22 MØtodu segin Ia reivindicaciri 20 en el que las dimensignes Oe Ia 

ventana (18) son superiores a las del chip (4) y el espesor de Ia capa superior 

(7’) del substrato (7) corresponde sensiblernente at espesor del chip 4), 

carapterizado por el hecho de qua incluye una etapa de apligaciôn de una 

sustancia adhesiva (16) en el alojamiento frmado por Ia ventana (18) 

precØdente a Ia introducciôn  del chip 4) en dicha sustancia (1) para qua el 

espaciÆ fibre alrededor del chip 4) colocado on Ia ventana sea ileriado por Ia. 

descarga (17) de dicha sustancia (16) y quo Ia cam de dicho chip 4)�que Ileva 

los segmentos (3, 3’) aflore a Ia superficie del substrato (7) 

23. MØtodo segün Ia reivindicaciôn 20 en el que las dimensines de Ia 

ventana (18) son superiores a las del chip (4) y el espesor de Ia capa superior 

(7’) del substrato (7) es inferior at espesor del chip (4), caracterizadq por el 

hecho de que. incluye una etüpa do reblandecimiento del substrato (7) al. nivel 

de dicha ventana (18) antes y/b durante Ia introducción del chip 4) en el 

alojamiento formado pot (a ventana (18) de tat manera que Ia cars de dicho 

chip (4) qua Ileva los segmentos (3, 3’) aflore a Ia superficie del substrato (1), 

donde el espaclo airededor del chip (4) cotocado en Ia ventana (18) es Ilenado 

por Ia descarga (17) data materiä do Is capa inferior (71*) del substrato 7). 

24. MØtodo segin Ia .reivindicación 23, caracterizado por of hecho de que 

una sustancia adhesiva (16) es aplicada en at alojamiento formado por Is 

ventana (18) antes de Ia introducciôn del chip 4) do tat forms quo dicha 

sustancia (16) completa el relleno del espaclo alrodedor del chip (4) colocado 

en diâho alojamiento. S 

25. 1 MØtodo segCin (a rØMndicación 1, caracterizado por at hecho do qua 

comp:rende unas etapas pretiminares do constitución do un substrato (7) 

formado por Ia superposiciôn de at menos dos capas (7’, 70) una encirna do Ia 

otra, y do formaciôn de una ventana (18) en Ia caps inferior (7’), donde Ia capa 

superior (7’) cierra Is ventana (18), y el conjunto electrônico es Introducido en Ia 
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caps superior 7’) enfrente do (a ventana (18) de (a caps inferior (7") con el. 

dispositivQ 00 instalaciôn (6), y Is presin ejercida par dicho ..dispositivo Is 
instalación (6) descarga Is materia reblandecida do la caps superior (7’) en Is 

ventana (18), los segmentas. (3, 3’) y el chip 4) del cnjunto electrOnico 

aflorando a la superfici? do Is cape superior (7) 

26. Dispositivo do instataciôn (6) destinado a colpear sore yn substratô  (7) 

yn conjunto eIectrnicu quo incluye yn chip (4) provi.4to do at menus yn 

contacto (5, ’) elØctrico conectado a un segmento (3, 31) do pista conductors, 

icho dispçsitivo  estanda equipada con .medios do pogicionamientg y de 

prensado del cqnjunto eIectrnico sabre el substratQ (7) estÆ çSracterizadg  par 
el hechg do quo incluye una cabeza prQvista do med ios. do mantenimiento do al 

� menus un segmento. (3, 3’) de pista condictora, y dichs medias de 
mantenimiento son sfidarios con los meius do tome y Is retención  do on chip 

4) de tel manera quo el segmento (3, 3) do pista so çQnecta  at menos con yn 

cantacto (5, 5’) del chip (4). S 

27. Dispositivo segtin Is reivindicaciôn 28, caracterizado par el hecho do qye 

los medios do mantenimiento del segmento do pista (3, 3’) estÆn cnstituidos 

par orificios (10, 10’) do aspiracin de sire quo .crean un vaclQ sabre una Os Is 

cares del segmento (3, 3’) do pista quo mantiene dicho segrnent (3, 3’) Sabre 

Is cabeza do dicho dispositivo. 

28... Dispositivo sogin Is reMndlcación 26, ceracterizado par el hecho do quo 
los medios do toma y de retencion del chip comprenden at menos yn orificjq 

(11) do aspiración de aire situadó en una zone central do Is cabeza do dicho 

dispositivo cerca do una extremidad del segmento (3, 3’) do pista mantenld 

par los orificios (10, 10’) correspondientes. 

29. Dispositivo segün  Is reivindlcaciôn  26, caracterizado por el hecho do quo 

los medios do tome y do retenciôn del chip (4) comprenden unos elements 

adhesivos. 

30.� Dispositivo segcrn Is reivindicación 26, caracteriada par el hecho do quo 

Is cabeza incluye unos medios do sIdadura del segmento (3, 3’) do pista 

conductors sabre un .contacto (5, 5’) del chip 4).. 
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31. Objeto portatil que incluye sobre tda 0 parte de su estructura un 

substrato (7) aislante en cuya materia se sumerge al menos un chip (4) 

electrônico que incluye una cara provista de al menos un ccntact (5, 5’), dicha 

cara aflorando a la superficie del substrato (7), caracterizado por el hecho de 

que al menos un segmento (3, 3’) de pista conductora aplicado contra la 

superficie del substrato (7) estÆ conectado con el contacto (5, 5’) del chip (4). 

32. Objeto pQrtÆtil segn la reivindicación 31, caracterizado por  et hechç de 

que el segmento (3 3’) de pista conductora es conectado a un contacto (5, 5’) 
del chip 4) y sobre una pista conductora dispuesta soLre (a superficie del 

substrato (7). 

33. Objeto transportable segCin (a reivindicaciAn 31, caracterizado por el 

hecho de que el segmento (3, 3’) de pista conductora es conectado a un primer 

contacto (5) del chip (4) y a un Segundo contacto (5’) de dicho chip (4). 

34. Objeto portÆtil segUn la reivindicaciOn 31, caracterizado por el hecho de 

que toda o parte de la superficie del substrato (7) estÆ recubierta pot una hoja 

de protección aislante. 
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RESUMEN 

El cbjetivp de (a presente invencin Qonsiste en garantizar i.na precision 

maxima tanto a nivel de (a fabricaciOn de un cnjunto electrOnicQ a partir de un 

chip de pequeæas dimensiones comç, a nivel de (a QOlQCaCifl de este cnjunto 

5 sobre un substrata aistante. 

Este abjetivo es alcanzado par un mdtodQ de cotocackn sabre un saporte, 

Ilamado substrato (7), de 
at 

menos un conjunto .electrónico canstituida par un 

chip (4) que incluye at menos un contacto elØctrico (5. 5’) sobre una de sus 

caras, y cticha contacto (5. 5’) esti conectado a un segmenta (3, 3’) de pista 

10 conductors, y dicha coicaciôn as efectuada par media de un dispositivo de 

instalaciôn (6) que mantiene y sitia dicha conjunto sobre ci substrato (7), 

caracterizado por at h.echo dØ que comprende las etapas siguientes: 

- formaciôn de un segmento (3, 3’) de pista conductora qua posee un contom9 

predeterminado, 

15 - trarisferencia del segmento (3, 3’) de pista sQbre el dispQsItivQ de instataciôn 

(6), 

- toma del chip (4) con at dispositivo de instalación (4) que lieva el segmentQ (3, 

3’) de pista para que dicho segmento (3, 3’) de pista se cotoque sobre at menas 

un contacto (5, 5’) del chip (4). 

20 - coiocaciôn del conjunto electróniçc  constituido por el chip (4) y el segmento 

(3, 3’) de pista en una posiciôn predeterminada s9bre el substrato .7),. 

- introducción del chip (4) y del segmento (3, 3’) de pista en at substrata (7). 

La invenciOn se refiere tambiØn at dispositivo de instalaciôn utilizado en at 

mØtodo y a un objeto portâtit  que inciuye un conjunto electrônico colocado 

25 segin ci mØtodo. 
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Reivindicación(es) 

1. . MØtodo de colocación sabre un soporte, Ilamado 

substrata (7), do al menos un conjunto electrOnico constituido 

par un chip (4) quo incluye of menos un contacto elØctrica (5, 

6) sabre una do sus cams, dicho contacto (, 5’) estØ 

conectada con un segmento (3, 3’) do pista conductors, y 

�dicha colocaciôn es efectuada par media de un dispositivo do 

instalaciOn (6) quo mantiene y sitUa dicho conjunto sabre el 

substrata (7), caracteiizado par of hecho do quo comprende 

Jos etaps siguientes: 

forrnacin do un segmento (3, 3’) do plate conductors quo 

posoe un contomo predeterminado, 

- transferencia del segmento (3, 3’) do pista sabre el 

dispositivo de instalación (6), 

- toma del chip (4) con of dispositivo do instalación (6) quo 

Ileva of segmento (3, 31 do pista do tel forma quo dicho 

segmento (3, 3’) do pista so coloca Sabre al menos un 

contacto (5, 5’) del chip (4). 

Oo1ocacin del conjunto electrônico constituido par of chip (4) 

y of segmento (3, 3) do plate on una posiciOn predeterminada 

sabre of substrata (7), 

- introducciôn del chip (4) y del segmento (3, 3’) do pista en of 

substrata (7). 

2. MØtodo segUn Is reMndicación 1, caractetizado por 

of hecho do quo Is introducción del chip (4) y del segmento (3, 

3) do pista en of substrato (7) aseura Is conexiôn elØctrica 

entre of contacto (5, 5) del chip (4) yel segmento (3, 3), 

3. MØtodo segün  Is reivindicacion 1. caMoterizado per 

of hecho do quo una operadôn de soldadura del segmento (3, 

31 sabre of contacto (6, 5) del chip (4) es efectuada o bien con 

of dispositivo do Instalación (6) durante a despues do Is 

introduoción del conjunto óIectinioa  on of substrata (7), 0 bien 

durante una etapa suplenentaria anterior a is introducoión del 

conjunto electronico en of substrato (7). 

4. MØtodo segUn Is reMndicaclôn 3, caracterizado par 

of hecho do quo Is etapa suplementaria consiste en utilizer un 

diSpo8ivo do soldadura separado del dispositivo do 

instalaoiô.n (6)  Para soldar 01 segmento (3, 31 sabre Jos 

contactos (5, 5’) del chip (4), y of conjuito electrónica Os 

posteriormente trasladado sabre of dispositivo do instalación 

(6) pars Is colocacicn sabre of substrata (7) y la introducciAn. 

El 
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